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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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X300M-STX

No. Description

1  USB 2.0 Header (USB_4_5)
Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
Chassis Intrusion Header (CI1)
MONO Speaker Header (SPEAKER1)
2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

System Panel Header (PANELI)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
CPU Fan Connector (CPU_FAN2)
10 SATA3 Connector (SATA2)
11 SATA3 Connector (SATA1)

2
3
4
5
6  Audio Header (AUDIO3)
7
8
9




Front Panel
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No. Description No. Description

1 Headphone/Headset Jack (AUDIO1) 3 USB 3.1 Genl Type-C Port (USB_TC_1)
2 USB3.1 Genl Type-A Port (USB_1) 4  Microphone Input (AUDIO2)
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Rear Panel
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No. Description No. Description

1 DC Jack

(Supports 19V DC Power Adapters)

2 Display Port

3 HDMI Port

Ny G W

D-Sub Port

USB 2.0 Port (USB_2)

USB 3.1 Genl Port (USB_3)
LAN RJ-45 Port*

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED

o

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing X300M-STX motherboard. In this documentation,
Chapter 1 and 2 contains the introduction of the motherboard and step-by-step
installation guides. Chapter 3 contains the operation guide of the software and

utilities. Chapter 4 contains the configuration guide of the BIOS setup.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

content of this documentation will be subject to change without notice.

1.1 Package Contents

. X300M-STX Motherboard (Mini-STX Form Factor)

« X300M-STX Quick Installation Guide

+ X300M-STX Support CD

« 1x1/O Panel Shield

+ 2x Serial ATA(SATA) Data with Power Cable (Optional)
+ 2x Screws for M.2 Sockets (M2*2) (Optional)

+ 1x Screw for WiFi Module (M2*2) (Optional)
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

Mini-STX Form Factor
Solid Capacitor design

Supports AMD AM4 Socket CPUs (Renoir, Picasso, Raven
Ridge, up to 65W)
Supports CPU up to 65W

5 Power Phase design

AMD X300

Dual Channel DDR4 Memory Technology

2 x DDR4 SO-DIMM Slots

AMD Renoir series APUs support DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*
AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4
2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*

* Please refer to page 19 for DDR4 SO-DIMM maximum

frequency support.

Max. capacity of system memory: 64GB
15u Gold Contact in SO-DIMM Slots

1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module

Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*

* Actual support may vary by CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.

* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory

installed.



Audio

LAN

Front
Panel I/0

Three graphics output options: D-Sub, DisplayPort 1.2 and
HDMI

Supports Triple Monitor

Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR
(High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI
monitor is required)

Supports HDCP with HDMI and DisplayPort 1.2 Ports
Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI and
DisplayPort 1.2 Ports

Realtek ALC233 Audio Codec
1 x Headphone/Headset Jack
1 x MIC-In

1 x Audio Header

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x Headphone/Headset Jack

1 x USB 3.1 Genl Type-A Port (Supports ESD Protection (Full
Spike Protection))

1 x USB 3.1 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection (Full
Spike Protection))

1 x Microphone Input Jack
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Rear Panel
1/0

Storage

Connector

BIOS
Feature

1 x DC Jack (Compatible with the 19V power adapter)*

* Please use 120W power adapter for 65W CPU and 90W power
adapter for 35W CPU.

1 x D-Sub Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.2

1 x USB 2.0 Port (Supports ESD Protection)

1 x USB 3.1 Genl Port (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

2x SATA3 6.0 Gb/s with Power Connectors, support RAID
(RAID 0 and RAID 1), NCQ and AHCI

1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports type 2280 M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)

1 x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports type 2280 M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Raven Ridge) or
Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon 2xxGE series)*

* Supports NVMe SSD as boot disks

1 x Chassis Intrusion Header

2 x CPU Fan Connectors (2 x 4-pin)

1 x Front Panel Header

1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD
Protection)

1 x Audio Header

1 x MONO Speaker Header

AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Supports "Plug and Play”

ACPI 5.1 compliance wake up events
Supports jumperfree

SMBIOS 2.3 support

DRAM Voltage adjustment



Hardware + CPU Temperature Sensing
Monitor + CPU Fan Tachometer
+ CPU Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU
temperature)
+ CPU Fan Multi-Speed Control
+ CASE OPEN detection
+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

oS + Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

A the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

Mini-STX Chassis Support List

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B

10
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Chapter 2 Installation

This is a Mini-STX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler -1
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Installing the CPU Box Cooler -2
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4-pin FAN cable
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2.3 Installing Memory Modules (SO-DIMM)

This motherboard provides two 260-pin DDR4 (Double Data Rate 4) SO-DIMM
slots.

ﬁ It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and SO-DIMM may be damaged.

DDR4 SO-DIMM Maximum Frequency Support

Ryzen Series APUs (Renoir):

UDIMM Memory Slot Frequency
Al B1 (Mhz)
SR - 3200

R SR 3200
DR - 3200

_ DR 3200
SR SR 3200
DR DR 3200

Ryzen Series CPUs (Raven Ridge):

SO-DIMM Memory Slot Frequency

Al B1 (Mhz)

_ SR 2933
SR - 2933

_ DR 2667
DR - 2667
SR SR 2667
DR DR 2400

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label

19
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The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.



24 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W W

X300M-STX

Short Open
Clear CMOS Jumper @ Short: Clear CMOS
(CLRCMOS1) E Open: Default

(see p.1, No. 2) 2-pin Jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

21



2.5 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 7)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S3 sleep state. The LED is
off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.



MONO Speaker Header

(4-pin SPEAKER1)
(see p.1, No. 4)

9

I

| Front_L-

Front_L+
Front_R+

Front_R-

Please connect the chassis
speaker to this header.

X300M-STX

Serial ATA3 Connectors
(see p.2, No. 9 and 10)

These two SATA3
connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.

1 GND 11 N/A
2 LVDS_TX+ 12 5V *The SATA3 connectors
3 LVDS_TX- 13 5V support 2.5-inch hard
4 GND 14 5V drive (+5V) and do not
> GND 15 >V support 3.5-inch hard
6 LVDS_RX- 16 5V )
7 | LVDS RX+ | 17 N/A drive (+12V)
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND

USB 2.0 Header uss_PWR There is one header on

(9-pin USB_4_5)
(see p.1,No. 1)

p-
USB_PWR

this motherboard. This
USB 2.0 header can

support two ports.

CPU Fan Connectors
(4-pin CPU_FANTI)
(see p.1, No. 8)

(4-pin CPU_FAN2)
(see p.1, No. 9)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard
provides two 4-Pin CPU
fan (Quiet Fan)
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin CPU fan,
please connect it to Pin
1-3.

23
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Chassis Intrusion Header
(2-pin CI1)
(see p.1, No. 3)

GND
Signal

This motherboard
supports CASE OPEN
detection feature that
detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion

detection design.

Audio Header
(5-pin AUDIO3)
(see p.1, No. 6)

Audio-R
Audio-L
Jack defect
GND

This Audio header allows you to

connect the audio cable for head-

phone.
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2.6 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

25
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Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports type 2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s). The
Ultra M.2 Socket (M2_2) supports type 2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s) (with Raven Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon 2xxGE series).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

ad

Step 2

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please

be aware that the M.2 (NGFF) SSD
module only fits in one orientation.

Step 3

Tighten the screw with a

screwdriver to secure the
module into place. Please do
not overtighten the screw as

this might damage the module.

27
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
Apacer
Intel

Intel
INTEL
INTEL
INTEL
INTEL
Kingston
PATRIOT
PLEXTOR
PLEXTOR
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TOSHIBA
TOSHIBA
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle

ADATA ASX7000NPC-512GT-C (XPG SX7000) (NVMe)
ADATA ASX8000NPC-512GM-C (XPG ASX8000) (NVMe)
Apacer 2280 AP240GZ280-240G (NVMe)

Intel Optane Memory 32GB (MEMPEK1IW032GA)(NVMe)
Intel Optane Memory 16GB (MEMPEKIW016GA)(NVMe)
INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (NVMe)

INTEL 600P-SSDPEKKW128G7-128GB (N'VMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7-256GB (N'VMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7-512GB (NVMe)

Kingston SHPM2280P2/240G

PATRIOT Hellfire M2 (240G) (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8PeG (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8SeGN (NVMe)

Samsung XP941-512G (MZHPU512HCGL)

Samsung 950Pro-512G (NVMe)

Samsung 950Pro-256G (NVMe)

Samsung MZ-VLW1280 (PM961) (NVMe)

Samsung MZ-VPW1280 (SM961) (NVMe)

TOSHIBA XG3-128G (NVMe)

TOSHIBA OCZ RD400-256G (NVMe)

WD WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVMe)

WD WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVMe)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details.
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie das Motherboard X300M-STX gekauft haben. In dieser
Dokumentation enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie Schritt-fiir-

Schritt-Installationsanleitungen. Kapitel 3 enthélt die Bedienungsanleitung von Software und

Dienstprogrammen. Kapitel 4 enthalt die Konfigurationsanleitung der BIOS-Einrichtung.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden.

1.1 Lieferumfang

Motherboard X300M-STX (Mini-STX-Formfaktor)
Kurzinstallationsanleitung zum X300M-STX
Support-CD zum X300M-STX

1 x E/A-Blendenabschirmung

2 x Serielles ATA- (SATA) Daten-/Stromkabel (optional)
2 x Schraube fiir M.2-Sockel (M2*2) (optional)

1 x Schraube fir WLAN-Modul (M2*2) (optional)

29
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Grafik-
karte

Mini-STX-Formfaktor

Feststoffkondensator-Design

Unterstiitzt AMD-AM4-Socket-CPUs (Renoir, Picasso, Raven
Ridge, bis 65 W)

* Weitere Informationen finden Sie unter ,,Liste unterstiitzter CPU“
auf der ASRock-Webseite.

Unterstiitzt CPU bis 65 W
5-Leistungsphasendesign

AMD X300

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

2 x DDR4-SO-DIMM-Steckplitze

APUs der AMD-Renoir-Serie unterstiitzen DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 Non-ECC, ungepufferten Speicher*
CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge) unterstiitzen DDR4
2933/2667/2400/2133 Non-ECC, ungepufferten Speicher*

* Die maximale unterstiitzte Frequenz von DDR4-SO-DIMM find-

en Sie auf Seite19.

Systemspeicher, max. Kapazitit: 64 GB
15u Gold Contact in SO-DIMM Slots

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-
Modul

Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-Vega-Serie in APU
der Ryzen-Serie*

* Tatsédchliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Freigabespeicher von standardmiflig 2 GB. Max.
Freigabespeicher unterstiitzt bis zu 16 GB.

* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation

von 32GB Systemspeicher.
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+ Drei Grafikkarten- Ausgangsoptionen: D-Sub, DisplayPort 1.2
und HDMI

+ Unterstiitzt drei Monitore

+ Unterstiitzt HDMI mit maximaler Auflésung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 60Hz

+ Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

+ Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit maximaler Auflosung von
4K x 2K (4096 x 2304) bei 60 Hz

+ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

« Unterstiitzt HDCP mit HDMI- und DisplayPort 1.2-Ports

+ Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI- und
DIsplayPort-1.2-Ports

Audio + Realtek-ALC233-Audiocodec
+ 1 x Kopthorer-/Headset- Anschluss
+ 1 x Mikrofoneingang
+ 1x Audio-Stiftleiste

LAN + PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H
« Unterstiitzt Wake-On-LAN
« Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
+ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
+ Unterstiitzt PXE

Front- + 1 x Kopthorer-/Headset-Anschluss
blende, + 1x USB-3.1-Gen-1-Type-A-Anschluss (unterstiitzt Schutz vor
E/A elektrostatischer Entladung (Full Spike Protection))

+ 1x USB-3.1-Gen-1-Type-C-Anschluss (unterstiitzt Schutz vor
elektrostatischer Entladung (Full Spike Protection))

+ 1 x Mikrofoneingang

31



Riickblende, + 1 x Gleichstromanschluss (mit 19-Volt-Netzteil kompatibel)*
E/A * Verwenden Sie bitte das 120-Watt-Netzteil fiir die 65-Watt-
CPU und das 90-Watt-Netzteil fiir die 35-Watt-CPU.
+ 1x D-Sub-Port
« 1 xHDMI-Port
+ 1x DisplayPort 1.2
+ 1x USB-2.0-Port (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
+ 1xUSB 3.1 Genl-Anschluss (unterstiitzt einen Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitit/Verbindung-LED
und Geschwindigkeit-LED)

Speicher + 2xSATA3 6,0 Gb/s mit Stromanschliissen, unterstiitzt RAID
(RAID 0 und RAID 1), NCQ, AHCI
+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M.2-PCI-Express-
Modul vom Typ 2280 bis Gen3 x4 (32 Gb/s)
+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M.2-PCI-Express-
Modul vom Typ 2280 bis Gen3 x4 (32 Gb/s) (mit Raven
Ridge) oder Gen3 x2 (16 Gb/s) (mit Serie Athlon 2xxGE)*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

Anschluss + 1 x Gehauseeingriff-Stiftleiste
+ 2x CPU-Lifteranschliisse (2 x 4-polig)
+ 1x Frontblendenstiftleiste
« 1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports) (un-
terstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
+ 1x Audio-Stiftleiste

BIOS- + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer
Funktion Benutzerschnittstellen

+ Unterstiitzt Plug-and-Play

+ ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

« Unterstiitzt Jumper-frei

+ SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

+ DRAM-Spannungsanpassung
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Hardware
uberwa-
chung

Betriebssys-
tem

Zertifi-
zierungen

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anp g von BIOS-Einstell

CPU-Temperaturerkennung

CPU-Liiftertachometer

Lautloser CPU-Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit entsprechend der CPU-
Temperatur)

CPU-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
Gehiuse-offen-Erkennung

Spannungstiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

e

A

die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktung-
swerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung
kann sich auf die Stabilitit IThres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geriite Ihres
Systems beschidigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir
iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schiiden, die durch eine Ubertaktung verursa-
cht wurden.

Liste der unterstiitzten Mini-STX-Gehduse

Anbieter Modell

SilverStone Technology Inc. VTO1S

AKasa

A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®.

W W

Short Open
CMOS-léschen-Jumper @ Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRCMOS1) E Offen: Standard

(siehe S. 1, Nr. 2) 2-poliger Jumper

CLRCMOS1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Léschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS]1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe
kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen.
Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen,

starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten
und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehiuse entsprechend der
nachstehenden Pinbelegung

HDLED+

mit dieser Stiftleiste. Beachten
Sie vor Anschlielen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Inhres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):
Mit der Betriebsstat ige an der Frontblende des Gehd verbinden. Die LED leuchtet,

wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S3-Ruhezustand befindet. Die
LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautspre-
cher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass
Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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MONO
Lautsprecherstiftleiste

(4-polig, SPEAKERT1)
(siehe S. 1, Nr. 4)

9

| Front_L-
Front_L+
Front_R+

Front_R-

Bitte verbinden Sie den
Gehduselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse 1

(siehe S. 2, Nr. 9 und 10)

1 GND 11 /

2 LVDS_TX+ 12 5V
3 LVDS_TX- 13 5V
4 GND 14 5V
5 GND 15 5V
6 LVDS_RX- 16 5V
7 LVDS_RX+ 17 /

8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND

Diese beiden SATA-III-
Anschliisse unterstiitzen
SATA-Datenkabel fiir interne
Speichergerite mit einer
Dateniibertragungsgeschwindigke
it bis 6,0 Gb/s.

*Die SATA-III-Anschliisse
unterstiitzen 2,5-Zoll-Festplatten
(+5 V) und unterstiitzen keine
3,5-Zoll-Festplatten (+12 V)

USB 2,0-Stiftleiste
(9-polig, USB_4_5)
(siehe S. 1, Nr. 1)

USB_PWR
B-

Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Motherboard. Diese USB
2,0-Stiftleiste unterstiitzt zwei

Ports.
p-
USB_PWR
CPU-Liifteranschliisse 4 3 2 1 Dieses Motherboard bietet zwei
(4-polig, CPU_FAN1) 4-polige CPU-Liifteranschliisse
siehe S. 1, Nr. 8) GND

(
(4-polig, CPU_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 9)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter installieren
mochten, verbinden Sie diesen
bitte mit Pin 1 - 3.
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Gehduseeingriff-Stiftleiste
(2-polig, CI1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

GND
Signal

Dieses Motherboard

unterstiitzt die Gehause-
offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese

Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehduseeingrifferkennungsdesign

voraus.

Audiosteckleiste
(5-polig, AUDIO3)
(siehe S. 1, Nr. 6)

Audio-R
Audio-L
Jack detect
GND

Diese Audiostiftleiste ermoglicht
Ihnen den Anschluss des
Audiokabels fiir einen Kopthorer.
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1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte mere X300M-STX. Dans cette documentation, les Chapitres
1 et 2 sont consacrés a la présentation de la carte mére et a son installation étape par étape.
Le Chapitre 3 contient le guide d’utilisation du logiciel et des utilitaires. Le Chapitre 4
contient le guide de configuration du BIOS.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage

. Carte mére X300M-STX (facteur de forme Mini-STX)

+ Guide d'installation rapide X300M-STX

« CD dassistance X300M-STX

+ 1 x panneau de protection E/S

+ 2x cables de données Serial ATA (SATA) avec alimentation (optionnel)
+ 2xvis pour socket M.2 (M2*2) (optionnel)

+ 1 xvis pour module Wi-Fi (M2*2) (optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme « Facteur de forme Mini-STX
+ Conception a condensateurs solides

Processeur + Supporte les processeurs AMD AM4 (Renoir, Picasso, Raven
Ridge, jusqu'a 65W)
+ Prend en charge les unités centrales jusqua 65W
-+ Alimentation a 5 phases

Chipset + AMD X300

Mémoire + Technologie mémoire double canal DDR4

+ 2x fentes DDR4 SO-DIMM

+ Les processeurs AMD série Renoir prennent en
charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
3200/2933/2667/2400/2133*

+ Les processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge) pren-
nent en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2933/2667/2400/2133*

* Veuillez consulter la page 19 pour connaitre la prise en charge
de la fréquence maximale de I'SO-DIMM DDR4.

» Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB

+ Contacts dorés 15y sur fentes SO-DIMM

Fente d'ex- + 1xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules
pansion WiFi/BT type 2230

« Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans
Graphiques APU série Ryzen*

* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur

+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0

+ Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée

maximum prise en charge 16 Go.

* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de
mémoire systéme installée.
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Audio

Réseau

Connec-
tique
E/S du
panneau
avant

40

Trois options de sortie graphique : D-Sub, DisplayPort 1.2 et
HDMI

Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge la technologie DisplayPort 1.2 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP via ports HDMI et DisplayPort 1.2
Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI et DisplayPort 1.2

Codec audio Realtek ALC233
1 x sortie casque téléphonique/casque découte
1 x Entrée MICRO

1 x embase audio

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Realtek RTL8111H

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

1 x sortie casque téléphonique/casque découte

1 x ports USB 3.1 Genl Type-A (Protection contre les décharg-
es électrostatiques (Protection compléte contre les pics))

1 x ports USB 3.1 Gen1 Type-C (Protection contre les décharg-
es électrostatiques (Protection compléte contre les pics))

1 x prise d'entrée micro
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Connectique + 1 x prise CC (Compatible avec l'adaptateur secteur 19 V)*
du panneau * Veuillez utiliser un adaptateur secteur 120 W pour le CPU 65
arriere W et un adaptateur secteur 90 W pour le CPU 35 W.

+ 1xport D-Sub

« 1xport HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 1xport USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

+ 1xport USB 3.1 Genl (prise en charge de la protection
contre les décharges électrostatiques)

+ 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

Stockage + 2xSATA3 6,0 Go/s avec connecteurs d’alimentation, prise

en charge de RAID (RAID 0 et RAID 1), NCQ, AHCI

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prise en charge de module PCI
Express M.2 type 2280 jusqua Gen3 x4 (32 Go/s)

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), prise en charge de module PCI
Express M.2 type 2280 jusqua Gen3 x4 (32 Go/s) (avec Raven
Ridge) ou Gen3 x2 (16 Go/s) (avec Athlon série 2xxGE)*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

Connecteur + 1 x embase d’intrusion chéssis
+ 2 x connecteurs pour ventilateur de CPU (2 x 4 broches)
« 1x Panneau avant
+ 1xembase USB 2.0 (2 ports USB 2,0 pris en charge) (Protec-
tion contre les décharges électrostatiques)
- 1 x embase audio

Caractéris- + BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du + Prend en charge la fonction « Plug and Play »
BIOS + Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

+ Prend en charge la configuration Jumpfree
+ Compatible SMBIOS 2.3
+ Réglage de la tension DRAM
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Surveillance
du matériel

Systeme
d’exploita-
tion

Certifica-
tions

Détection de la température du processeur

Tachéometre ventilateur processeur

Ventilateur silencieux processeur (réglage automatique de
la vitesse du ventilateur du chéssis d’apres la température du
processeur)

Controle multi-vitesses du ventilateur du processeur
Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifi-
A cations du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils

doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces

pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.

Liste de prise en charge du chassis Mini-STX

Fournisseur Modeéle

SilverStone Technology Inc. VT01S

AKasa

A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS @ Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOS1) @ CMOS

(voir p.1, No. 2) Cavalier (jumper) & Ouvert : Par défaut

2 broches

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systéme telles que mot de passe, date,

heure et parameétres de réglage du systéme. Pour effacer les paramétres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOS1 pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une
mise a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systéme, puis Iéteindre avant
de procéder a leffacement de la CMOS.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de cap-
uchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces embases

ou connecteurs end

gera irrémédiabl t votre carte mére.

Embase du panneau PLED+ Branchez le bouton de mise
systeme en marche, le bouton de
(PANNEAUTI a 9 broches)

(voir p.1, No. 7)

réinitialisation et le témoin
détat du systéme présents sur
le chéssis sur cette embase en

HDLED+ respectant la configuration des
broches illustrée ci-dessous.
Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les
cables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bou-
ton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement
au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Embase de haut-parleur
MONO

9

(SPEAKERI a 4 broches)
(voir p.1, No. 4)

Fron
Front_R-

| Front_L-
Front_L+
t_R+

Veuillez brancher le haut-parleur
du chassis sur cette embase.

Connecteurs Serial
ATA3(voir p.2,No. 9 et 10)

Ces deux connecteurs SATA3
prennent en charge les cables
de données SATA pour les

périphériques internes de

1 GND 11 N/A stockage avec des taux de
2 LVDS_TX+ 12 5V transfert de données allant
3 LVDS_TX- 13 5V jusqu'a 6,0 Go/s.
4 GND 14 5V * Les connecteurs SATA3
5 GND 15 5V " h les di
3 LVDS_RX. 16 v prennent en charge les disques
7 LVDS_RX+ 17 N/A durs 2,5 pouces (+5V) et ne
8 GND 18 GND prennent pas en charge les
9 GND 19 GND disques durs 3,5 pouces (+12V)
10 GND 20 GND
Embase USB 2.0 Cette carte mere comprend un

USB_PWR
p-

(USB_4_5 a9 broches)
(voir p.1, No. 1)

connecteur. Cette embase
USB 2.0 peut prendre en charge

1 deux ports.
P-
USB_PWR
Connecteurs du 4.3 21 Cette carte meére est dotée
ventilateur du processeur de deux connecteurs pour
(CPU_FANT1 a 4 broches) GND ventilateur de processeur

FAN_VOLTAGE

(voir p.1, No. 8)
(CPU_FAN2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 9)

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(Quiet Fan) a 4 broches. Si

vous envisagez de connecter un
ventilateur de processeur a 3
broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.
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Embase d’intrusion chassis
(CI1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 3)

GND
Signal

Cette carte mere prend en
charge la fonction de détection
CHASSIS OUVERT qui alerte
l'utilisateur en cas de retrait du
boitier du chassis. Cette fonction
requiert un chéssis a conception

intégrant la détection d’intrusion.

Prise audio
(AUDIO3 a 5 broches)
(voir p.1, No. 6)

Audio-R
Audio-L
Jack detect
GND

Cette embase audio vous permet
de raccorder le céble audio pour

le casque.
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1 Introduzione

Grazie per avere acquistato la scheda madre X300M-STX. In questo manuale, i capitoli 1 e
2 contengono un'introduzione alla scheda madre e le guide di installazione passo passo. Il
capitolo 3 contiene la guida operativa del software e le utility. Il capitolo 4 contiene la guida
alla configurazione BIOS.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il
co o di questa doc tazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre X300M-STX (Form Factor Mini-STX)

+ Guida all'installazione rapida X300M-STX

+ CD di supporto X300M-STX

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

+ 2xcavi dati Serial ATA (SATA) con alimentazione (optional)
+ 2 x Viti per socket M.2 (M2 x 2) (optional)

+ 1 x vite per modulo WiFi (M2 x 2) (optional)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espan-
sione

Grafica

Form Factor Mini-STX

Design condensatore solido

Supporta CPU socket AM4 AMD (Renoir, Picasso, Raven
Bridge, fino a 65 W)
Supporto di CPU fino a 65W

Potenza a 5 fasi

AMD X300

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

2 Alloggi DDR4 SO-DIMM

APU serie AMD Renoir supporto di memoria un-buffered*
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 non-ECC

CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge) supporto di memoria
un-buffered* DDR4 2933/2667/2400/2133 non-ECC

* Fare riferimento a pagina 19 per la frequenza massima DDR4
SO-DIMM supportata.

Capacita max. della memoria di sistema: 64 GB

Contatti placati oro 15y negli alloggi SO-DIMM

1 Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT

Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*

* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa

massima supporta fino a 16GB.

* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia

installata una memoria di sistema da 32GB.
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Audio

LAN

Pannello I/
O frontale

Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DisplayPort 1.2 e HDMI
Supporto di tre monitor

Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 60Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a

4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI

(& necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto HDCP con le porte HDMI e DisplayPort 1.2
Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI
e DisplayPort 1.2

Codec audio Realtek ALC233
1 x connettore cuffie/auricolare
1 x MIC-In

1 x connettore audio

1 x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x connettore cuffie/auricolare

1 x Porta USB 3.1 Genl Tipo A (Supporto protezione ESD
(protezione completa da picchi))

1 x Porta USB 3.1 Gen1 Tipo C (Supporto protezione ESD
(protezione completa da picchi))

1 Connettore ingresso microfono
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1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

Connettore

Funzionalita
BIOS

1 x connettore DC (compatibile con adattatori di corrente
19V)*

* Utilizzare adattatori di corrente 120W per le CPU 65W e
adattatori di corrente 90W per CPU 35W.

1 x porta D-Sub

1 x porta HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x porta USB 3.1 Genl1 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)

2 x SATA3 6,0 Gb/s con connettori di alimentazione,
supporto di RAID (RAID 0 e RAID 1), NCQ, AHCI

1 x Socket Ultra M.2 (M2_1), supporta moduli PCI Express
di tipo 2280 M.2 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)

1 x Socket Ultra M.2 (M2_2), supporta moduli PCI Express
di tipo 2280 M.2 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Raven
Ridge) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con Anthlon serie 2xxGE)*

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio

1 x connettore intrusione telaio

2 x connettori ventola CPU (2 x 4 pin)

1 x connettore pannello frontale

1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (sup-
porto protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore audio

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto
Supporto di "Plug and Play”

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1
Supporta jumperfree

Supporto di SMBIOS 2,3

Regolazione tensione DRAM
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Hardware + Rilevamento temperatura CPU
Monitor + Flussometro ventola CPU
+ Ventola CPU silenziosa (regolazione automatica velocita in
base alla temperatura della CPU)
+ Controllo varie velocita ventola CPU
+ Rilevamento CASE OPEN
« Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

SO « Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni « FCC, CE
+ ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
A regolazione delle imp ioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da

overclocking.

Elenco telai Mini-STX supportati

Venditore Modello

SilverStone Technology Inc. VTO01S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
N

del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W W

Short Open

Jumper per azzerare la @ Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS E CMOS

(CLRCMOSI) Jumper a 2 pin Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 2)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRCMOS]I per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢
necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione
di azzeramento della CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azze-
rare stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper su
questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori provochera
danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 7)

PLED+

Collegare il tasto
d'alimentazione, il tasto di
ripristino e I'indicatore di stato
del sistema del telaio a questa

HDLED+ dei pin definita di seguito.

basetta in base all'assegnazione

Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.

PWRBTN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimen-
tazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristi-
no per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
é acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello
frontale consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED dalimentazi-
one, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pan-
nello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione
dei pin siano corrette.
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Connettore casse MONO

(SPEAKERI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

9

I
| Front_L-
Front_L+
Front_R+
Front_R-

Collegare l'altoparlante dello
chassis a questo header.

Connettori Serial ATA3 Questi due connettori SATA3
(vedere pag. 2,n.9 e 10) supportano i cavi dati SATA
1 20 . cpe s 1s PR
per dispositivi di archiviazione
o Nome del " Nome del interna, con una velocita di
segnale segnale trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
1 GND 11 N/A * I connettori SATA3 supportano
2 LVDS_TX+ 12 5V o1 ..
= hi da 2,5 poll:
3 VDS TX. 3 v dischi da 2,5 pollici (+5V) e non
1 GND 14 5V supportano dischi da 3,5 pollici
5 GND 15 5V (+12V)
6 LVDS_RX- 16 5V
7 LVDS_RX+ 17 N/A
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
Connettore USB 2.0 Su questa scheda madre cé un
(USB_4_5 a9 pin) connettore. Questo connettore

(vedere pag. 1,n. 1)

P-
USB_PWR

USB 2.0 puo supportare due
porte.

Connettori della ventola
della CPU

(CPU_FANT1 a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)
(CPU_FANZ2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 9)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre fornisce
due connettori ventola CPU a
4 pin (Quiet Fan). Se si intende
collegare una ventola CPU a 3
pin, collegarla al Pin 1-3.
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Header di intrusione nello
chassis

(CI1 a 2 pin)

(vedere pag. 1, n. 3)

GND
Signal

Questa scheda madre supporta la
funzionalita di rilevamento CASE
OPEN che rileva se il coperchio
dello chassis ¢ stato rimosso.
Questa funzione richiede uno
chassis con caratteristiche di
rilevamento di intrusione nello

chassis.

Connettore audio
(AUDIO3 a 5 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Audio-R
Audio-L
Jack detect
GND

Questo connettore Audio
permette di collegare il cavo

audio delle cuffie.
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1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base X300M-STX. En esta documentacion, los capitulos 1y 2
contienen la introduccién de la placa base y las guias de instalacion paso a paso. El capitulo
3 contiene la guia de funcionamiento del software y las utilidades. El capitulo 4 contiene la

guia de configuracion de la instalacién del BIOS.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base X300M-STX (factor de forma Mini-STX)

+ Guia de instalacion rapida X300M-STX

+ CD de soporte X300M-STX

+ 1xescudo panel E/S

+ 2x Datos Serial ATA (SATA) con cable de alimentacion (opcional)
+ 2x Tornillos para z6calo M.2 (M2*2) (opcional)

+ 1x Tornillo para médulo WiFi (M2*2) (opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

« Factor de forma Mini-STX

« Disefo de condensador solido

+ Acepta zocalos de CPU AMD AM4 (Renoir, Picasso, Raven
Ridge, hasta 65W)
« Admite CPU de hasta 65 W

- Disefo de 5 fases de alimentaciéon

« AMD X300

« Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

» 2 x Ranuras DIMM SO DDR4

« Las APU de la serie AMD Renoir admiten memoria sin bufer
no ECC DDR4 3200/2933/2667/2400/2133*

+ Las CPU de la serie AMD Ryzen (Raven Ridge) admiten
memoria sin bufer no ECC DDR4 2933/2667/2400/2133*

* Consulte la pagina 19 para conocer la frecuencia maxima com-
patible de DDR4 SO-DIMM.

+ Capacidad mdxima de memoria del sistema: 64GB
- Contacto dorado de 15y en ranuras SO-DIMM

« 1xZocalo M.2 (clave E), admite el tipo de mddulo 2230 WiFi/
BT

- Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en
APU de la serie Ryzen*

* El soporte real puede variar segtin la CPU

« DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria
maxima compartida admite hasta 16 GB.

* La memoria compartida médxima de 16GB requiere que haya
una memoria del sistema de 32GB instalada.
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Audio

LAN

E/Senel
panel frontal

Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DisplayPort 1.2 y
HDMI

Compatible con tres monitores

Admite la tecnologia HDMI con una resoluciéon maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60Hz

Admite D-Sub con una resoluciéon maxima de 1920x1200 a
60 Hz

Compatible con DisplayPort 1.2 con una resolucién maxima
de 4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con
HDMI)

Compatible con HDCP con puertos HDMI y DisplayPort 1.2
Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI y DisplayPort 1.2

Cébdec de audio Realtek ALC233
1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono
1 x Entrada de micr6fono

1 x Base de conexiones de audio

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas
(ESD)

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono
1 x Puerto USB 3.1 Genl de tipo A (compatible con protec-
cion contra electricidad estética [proteccion Full Spike])

1 x Puerto USB 3.1 Genl de tipo C (compatible con protec-
cion contra electricidad estética [proteccion Full Spike])

1 x Conector de entrada de micréfono
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E/Sen + 1 x Conector de CC (compatible con el adaptador de
panel alimentacion de 19 V)
posterior * Utilice un adaptador de alimentacién de 120 W para CPU de 65

W y un adaptador de alimentacién de 90 W para CPU de 35 W.

+ 1xpuerto D-Sub

« 1xpuerto HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 1xPuertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

+ 1xPuerto USB 3.1 Gen 1 (admite proteccién contra descargas
electrostaticas)

+ 1xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)

Almace- + 2 x SATA3 6,0 Gb/s con conectores de alimentacién, admiten
namiento RAID (RAID 0y RAID 1), NCQ, AHCI

+ 1x Zobcalo ultra-M.2 (M2_1), compatible con el médulo M.2
PCI Express tipo 2280 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)

+ 1x Zdcalo ultra-M.2 (M2_2), admite el médulo PCI Express M.2
de tipo 2280 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Raven Ridge) o Gen3
x2 (16 Gb/s) (con la serie Athlon 2xxGE)*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de

arranque

Conector + 1 x Base de conexiones para manipulacién del chasis
+ 2 x Conectores para ventilador de la CPU (2 x 4 contactos)
+ 1x Base de conexiones en el panel frontal
+ 1x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0).
Admite proteccion contra descargas electrostaticas.
+ 1x Base de conexiones de audio

Funcion + BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
delaBIOS + Compatible con “Plug and Play”

+ Eventos de reactivacién conformes con ACPI 5.1

+ Compatible con Jumper FREE

+ Admite SMBIOS 2.3

+ Ajuste de voltaje DRAM
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Monitor
de
hardware

SO

Certifica-
ciones

Deteccion de temperatura en la CPU

Tacometro de ventilador de la CPU

Ventilador silencioso de la CPU (ajuste automatico de la
velocidad del ventilador del chasis mediante temperatura de la
CPU)

Control de varias velocidades del ventilador de la CPU
Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12 V, +5V, +3,3 V, Vcore de CPU

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCCyCE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion

preparada para ErP/EuP)

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido
A el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herrami-

entas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del

sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacién se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.

Lista de compatibilidad del chasis Mini-STX

Proveedor Modelo

SilverStone Technology Inc. VTO1S

AKasa
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en
los contactos, el puente queda “Abierto”.

W W

X300M-STX

Short Open

Puente de borrado de @ Corto: Borrado de CMOS
CMOS E Abierto: Predeterminado
(CLRCMOS1)

Puente de 2 contactos
(consulte la pag. 1, n° 2)

CLRCMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen

informacién de instalacién del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los

parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador

y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacidn, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRCMOS1 durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa

de puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de

actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo

antes de que realice el borrado del CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcién del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos
cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores danard de forma
permanente la placa base.

Cabezal del panel del siste- PLED+ Conecte el botén de
ma alimentacion, el boton de
(PANELI de 9 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 7)

restablecimiento y el indicador
de estado del sistema que se
encuentran en el chasis a esta

HDLED+ base de conexiones segun las
asignaciones de contactos
que se indica a continuacion.
Cercidrese de cuales son
los contactos positivos y los
negativos antes de conectar los
cables.

PWRBTN (botén de alimentacién):
Conéctelo al botén de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en
la que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacién.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el boton de resta-
blecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S3. El indicador LED se apaga cuando

el sistema se encuentra en estado de 84 o estd apagado (S5).

7

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indica-
dor LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, botén de restablecimiento, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.



Base de conexiones

9

MONO 1
(SPEAKERI de 4 contac- | Front_L-
t ) Front_L+
08 Front_R+

(consulte la pag. 1, n° 4) Front_R-

Conecte el altavoz del chasis a
este cabezal.

Conectores Serie
ATA3(consulte la pagina 2,
n°9y10)

Estos dos conectores SATA3
admiten cables de datos
SATAS3 para dispositivos de
almacenamiento internos con

una tasa de transferencia de

1 TIERRA 11 N/D datos de hasta 6 Gb/s.
2 LVDS_TX+ 12 5V . .
= L ATA.
3 VDS TX- 13 = 0s conectores S 3 admiten
4 TIERRA 14 5V unidades de disco duro de 2,5"
5 TIERRA 15 5V (+5 V) y no admiten unidades de
6 LVDS_RX- 16 5V disco duro de 3,5" (+12 V)
7 LVDS_RX+ 17 N/D
8 TIERRA 18 TIERRA
9 TIERRA 19 TIERRA
10 TIERRA 20 TIERRA
Cabezal USB 2.0 USB_PWR Esta placa base tiene otra base
P-

(USB_4_5 de 9 pines)
(consulte la pag. 1, n° 1)

de conexiones. Cada base de
conexiones USB 2.0 admite dos

puertos.
P-
USB_PWR
Conectores del ventilador 43 21 Esta placa base contiene dos
dela CPU conectores de ventilador
(CPU_FANI1 de 4 GND (ventilador silencioso) de CPU
FAN_VOLTAGE P
contactos) CPU FAN SPEED de 4 contactos. Si tiene pensando

(Consulte la Pég 1’ ne 8) FAN_SPEED_CONTROL

(CPU_FAN2 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 9)

conectar un ventilador de CPU

de 3 pines, conéctelo al Pin 1-3.

X300M-STX
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Cabezal de intrusion de
chasis GND
(CI1 de 2 contactos) Signal
(consulte la pag. 1, n° 3)

Esta placa base es compatible
con la funcién de deteccion

de CUBIERTA ABIERTA que
detecta si se ha retirado la
cubierta del chasis. Esta funcion
requiere un chasis disenado para
la deteccién de intrusion del

chasis.

Base de conexiones de

audio
(AUDIO3 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 6)

Audio-R
Audio-L
Jack detect
GND

Esta base de conexiones de audio
permite conectar el cable de

audio para auriculares.
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1 BBepeHne

braropapyM Bac 3a IOKyIIKy cucTeMHOI matsl X300M-STX. Pasgenst 1 1 2 HacTosIero
JIOKYMEHTa COfiepyKaT 001Ie CBEefIeH)sA O CUCTEMHOJI I/TaTe U IIOIIATOBble MHCTPYKIIUN
TI0 ycTaHOBKe. Pasfien 3 comepsKUT MHCTPYKIMM IO MCIIONb30BAHMIO IIPOTPaMMHOTO

obecrieveHnst ¥ yTUINT. Paspern 4 copep)KUT MHCTPYKIMH 0 HacTporike BIOS.

Tlo npuuure 06HOBNIEHUS XAPAKMEPUCINUK CUCINEMHOTL NAAMbL U NPOZPAMMHO20
Q obecneueruss BIOS codepicumoe Hacmosueti 00KyMeHmauuu moxem Ovimb usmeHeHo 6e3

npedsapumensiozo y8edomMueHus.

1.1 KomnnekT nocTtaBku

+ MarepuHckas nnara X300M-STX (dpopm-daxrop Mini-STX)

+ Kparkoe pykoBogcTBO 1o ycraHoBke X300M-STX

« Jwnck ¢ ITO mrs X300M-STX

+ 1 aKpaH IaHe/y C MOpTaMu BBOIA-BBIBOJA

+ 2 kabenst nepepaun fanusix Serial ATA (SATA) u mHyp rmtaHus (JOIONTHNUTEIbHbIE
[IPUHA/IOKHOCTN)

+ 2 BUHT Ay pasbema M.2 (M2*2) (mprobpeTaeTcs OT/e/IbHO)

+ 1 BunT A mogyst WiFi (M2*2) (mprobperaeTcst OTHeNbHO)
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1.2 TexHn4YecKmne XxapakTepucTuKku

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHusn

Tpadpunueckasn
nopgcucrema

66

« ®opm-dakrop Mini-STX
+ CxeMa Ha OCHOBE TBEPJIOTe/IbHBIX KOH/IEHCATOPOB

« Iloppepsxka IIT c cokerom AMD AM4 (Renoir, Picasso,
Raven Ridge, 0 65 Barr)
« Iopmepxusarorca LTI MonHOCTbIO 10 65 BT.

« Cucrema nurtauus 5

« AMD X300

« JIByxxaHanbHad namATb DDR4

« 2 cnora DDR4 DIMM

+ IIpomeccopsr AMD cepun Renoir mopfiep>XnBaioT MOy
mamaTn DDR4 3200/2933/2667/2400/2133, non-ECC n
Unbuffered*

+ IIponeccoper AMD cepun Ryzen (Raven
Ridge) nonnepxuBaroT Mopym mamsaTn DDR4
2933/2667/2400/2133, non-ECC u Unbuffered*

* MakcumainbHble Tofiep>kuBaeMble yacToTbl DDR4 SO-
DIMM cm Ha cTp. 19.

« Makcumanbubiit 06bem O3Y: 64 I'b

« Tlosomnouennnie (15 MKM) KOHTaKTHI c10TOB SO-DIMM

+ 1 cmor M.2 (xmiou E) mnsa mogynsa WiFi/BT tuma 2230

- Bcrpoennbiit Bupeoaantep AMD Radeon™ cepun Vega B
nponeccopax APU cepun Ryzen*

*®akTnyeckas NOfiepKKa 3aBUCUT OT IIPoLieccopa

+ DirectX 12, nukcenpHble 1eiifepsr 5.0

+  O61muit 06beM mamsiTy 110 ymondanuo 2 I'B.
TTopep>K1BaeTCsi MaKCHMaIbHbI 001 00beM IaMATH
mo 16 I'b.

* JInsa MakcuManbHOTO 0611ero o6bema nmamati 16 I'b
TpebyeTcs yCTaHOBUTD CUCTEMHYIO ITaMATh eMKOCThI0 32 I'B.
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+ Tpu Buneosbixopa: D-Sub, DisplayPort 1.2 1 HDMI

+ Tloppep>xka paboOTBI C TPEMA MOHMTOPAMU

+ Ilopmepxka HDMI ¢ MakcuManbHbIM paspenienueM 10 4K x
2K (4096x2160) ripu gacrore o6HOBIEeHM: 60 Iif

+ TloppepxuBaercsa D-Sub ¢ MakcuMabHBIM paspelieHneM 10
1920x1200 mpum 60 Iy

+ Toppepxusaercs DisplayPort 1.2 ¢ MakcManbHbIM
paspeuternem o 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 Iiy

« Toppepxusatorcst Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/nser),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) 4epes nopr HDMI
(tpebyercst coorsercrylomuit HDMI-monuTop)

+ Toppepxusaercs pyuxuus HDCP 4yepes mopret HDMI n
DisplayPort 1.2

« Tlopnepkka BeBOAa Brifieo ¢ paspemernem 4K Ultra HD (UHD)
Ha noprst HDMI n DisplayPort 1.2

3ByK + Aypnokopek Realtek ALC233
+ 1 rHes[0 [yIs HAYLIHUKOB VIV TAPHUTYPbI
+ 1 MUKPOGhOHHBIIT BXOJ,

+ 1 Komogka sByKa

LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6wur/c
+ Realtek RTL8111H
+ Tloppepxusaercs npobysxpetne mo JIBC
+ MonnnesamuTa 1 3aIMTa OT 37EKTPOCTATUYECKNX Pa3PAZIOB
« Tloppepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Tlopnepxusaerca PXE

MopTbi + 1 rHesJI0 /1A HAYIIHMKOB VIV TAPHUTYPbI

BBOAA- + 1mopr USB 3.1 Genl Tuma A (c 3ammroit ot

BbIBO/A Ha anekrpocraTndeckux paspsanos (Full Spike Protection))
nepepHen + 1mopt USB 3.1 Genl Tumna C (c 3amuToit ot

naHenun anekrpocraTndeckux paspsanos (Full Spike Protection))

+ 1 MMKpOGhOHHBIIT BXOJ,
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MopTbl BBOAA-
BbiBOAA Ha
3aHell naHenun

3anomuHawwme
ycTpoicTBa

Pasbembl

MapameTpbi
BIOS

1 BXOJ MUTaHKA TIOCTOAHHOTO TOKa (coBMecTM ¢ 19-B

6710KOM muTaHms)*

* PexoMeH yeTcs MCIIONb30BaTh afjanTep muranuA 120 Barr

nns 1IT 65 Bart n agantep nutanua 90 Batt aa LTI 35

Bart.

1 mopt D-Sub

1 nopr HDMI

1 mopr DisplayPort 1.2

1 moproB USB 2.0 (c 3aum1TOit OT 37IeKTPOCTATUIECKIX
paspsoB)

1 mopt USB 3.1 Genl (c 3amuroii ot
37IEKTPOCTATIIECKIX PA3PATOB)

1 mopt JIBC RJ-45 ¢ nunpukaropamu («AKTMBHOCTD/

Coennnenne» n «CKOPOCTb»)

2 mopra SATA3 6,0 ['6ut/c c Power Connectors,
noagepxka dynximit RAID (RAID 0 u RAID 1), NCQ,
AHCI

1 Ultra M..2 Socket (M2_1), moppepxxa mogyna M.2 PCI
Express tima 2280 fo Bepcun Gen3 x4 (32 I'B/c)

1 cnot Ultra M.2 (M2_2), noazmep>xuBaeT MOZyb M.2
PCI Express tuma 2280 Briots 1o Gen3 x4 (32 I'6urt/c) (¢
Raven Ridge) nm Gen3 x2 (16 I'6ur/c) (c Athlon cepyn
2xxGE)*

* Ilopiep>KMBalOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-myckn
tuna NVMe.

1 X KO/IOfIKa /1A JATYMKA BCKPBITHA KOpITyca

2 pasbema st BeHtwastopa LIT (2 x 4-KOHTaKTHBII)
1 KoojKa /71 IOPTOB Ha IepefiHell ITaHeIm

1 xomopka USB 2.0 (2 mopra USB 2.0 ¢ 3amuToit oT
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3pPsALOB)

1 Komoaxa 3ByKa

AMI UEFI Legal BIOS ¢ nonpepsxkoit rpadudeckoro
nHTepderica

Ioppeprxka TexHonornu «Plug and Play»
CoBMeCTUMOCTD C YIIPaB/IeHUEM SHEPronoTpedIeneMm
no ACPI 5.1

IMoppeprxxa ¢pyukiun JumperFree

Ioppep>xupaerca SMBIOS 2.3

DRAM PerynupoBka Hanpsi>KeHIs
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KoHTponb + Jarunx Temmneparypsr LITT
o6opyapoBaHusa + Taxomerp BentumsTopa II1
+ Becirymnbiit Bentuarop LT (c aBTomMaTideckoit
PerynmmpoBKO¥ CKOPOCTH BpallleHMsA KOPIYCHOTO
BEHTU/IATOPA IO TeMIIepaType MpoLjeccopa)
« Perynuposka ckopocTu Bpanjennsa sentunaropa LITT
 JlaTuuK BCKpBITUA KOpIyca

+ Kontpons Hanpsoxennmit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore 1111

OnepauyioHHble + Microsoft® Windows® 10 (64-pa3psanas)
cucrembl
CepTudukauus + FCC,CE

« CosmectuMocTh ¢ ErP/EuP (Heo6xoaum 610K IUTaHu,

cooTBeTCTBYIOIMI crannapTy ErP/EuP)

Credyem yuumvléamy, 4mo paszor npoyeccopa, 8KknoHas usmerenue Hacmpoex BIOS,

npumenenue mexuonozuu Untied Overclocking u ucr Hue uHCmpy 08 paszoHa
A He3aBUCUMbLX NPOU3BOOUMesIetl, CONPseH ¢ onpedeneHHbIM puckom. Paseon npoueccopa

MOdCem CHU3UMb CAGUILHOCHIb CUCeMbL UL 0ajice NPUBECIU K NOBPENOEHUIO ee

KOMNOHEHMOB u ycmpoiicme. Pazzon npoyeccopa ocyuyecmensemcs nonv308amenem

Ha co6cmeeHHbLTL PUCK U 3a coOCmeeHHblil cuem. Mol He Hecem 0mBemcmeeHHOCHb 3a

603MOMNCHbITL Yi4epO, 6bI36AHHDLTL PAS2OHOM NPOUECCOPa.

Cnncok nogpep»kmsaembix kopnycos Mini-STX

MocTtaBWwmk Mopenb

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B

69



70

1.3 YcTaHOBKa nepemblyuek

YcranoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYyHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIIKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEPEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembryxa copoca @ 3amkHyTa: COHpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS E CMOS

(CLRCMOS1) 2-KOHTaKTHas mepempraka  La30MKHyTa: ITo ymonyanuo

(em. cTp. 1, Ne 2)

CLRCMOSI ucnonbsyercs gus yganenus ganapix CMOS. B mamaru CMOS copeprxarcs
TaKe TaHHbIC O HaCTpOﬁKC CUCTEMBI, KaK CUCTEMHBI I1aposb, faTa, BpeMA 1
IapaMeTpbl HACTPOKY cUCTeMBI. YTOOBI COPOCUTD 1 OOHYINTD MAPAMeTPhl CUCTEMBbI

Ha HaCTpOI/uIKI/I o yMO)'I‘{aHI/IIO, BBIK/TIOYNTE KOMIIPIOTED U M3BJIEKUTE BI/I]'IKY 3 pO3€ETKU,
a 3aTeM KOJINAYKOBOJ IepeMbIuKoit 3aMKHUTe KOHTaKThl Ha CLRCMOSI Ha 3 cexyHpbI.
ITocne copoca nacrpoex CMOS He 3a0ybTe CHATb KOIIAYKOBYIO IIepeMbIuKy. [Ipn
HeobxopumocTy copocuts HacTpoitk CMOS cpasy noce o6uosnenus BIOS cuauana

IIepesarpysuTe CUCTEMY, a 3aTeM BBIKTIOUMTE KOMILIOTEP Tepes COpOCOM HaCTpOeK
CMOS.

C6poc nacmpoex CMOS mozcem npusecmu k onpedesieHuio 6ckpuimuio kopnyca. 4mo6ot
06HYIIUMD 3aNUCh NPedbidyuezo Onpedesienus 6CKPbIMUS KOPIYCA, UCHONb3YTime
napamemp Clear Status (O6nynumv cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konoakmun Pa3beMbl, paCnoJIOKEHHbIE Ha CUCTEMHON
nnare

Pacnonoxcennvle Ha cucmemroil naame konodku u paseemvt HE siensiomes nepemvruxamu. HE
ycmanasnusailme Ha dmu Kon00KU U PA3beMbl NePeMblUKU-KONNAUKU. YCmano8Ka nepemolex-

KOANAYK08 HA IMU KOTOOKU upas'beMm Modxem 8vl3samnv Heycmpunumoe nospe.mbet—me cucmemHoul

nnamol.

Konopgka cucremHoin

IIaHenm

(9-xonrtakTHas, PANELI1)
(M. cTp. 1,Ne 7)

KHOIIKY Ilepe3arpysKu 1

K 3TOJ KOJIOfIKE B COOTBETCT:!

C Ha3Ha4YeHMeM KOHTAKTOB,
npuBeieHHbIM HyKe. [lepen
TOAK/II0OUeHeM Kabeneit

OTIpeyieuTe MOMOKUTETbHBI

OTpI/ILLaTeIIbeIﬁ KOHTAKTBI.

PWRBTN (xnonka numanus):
IlodknioueHue KHONKY NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTI Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxHo
HACMPOUMb CHOCO6 BbIKIIOHEHUS CUCIEMbL NPU HANCATUU KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xnonka c6poca):

Tooxniouenue Knonku c6poca, pacnosioxenHol Ha nepedHeti nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4moGbvl nepe3anycmumb KOMnvlomep, eciu OH 3a8UC 1 HOPMATbHbLIL
nepe3anycx Heso3MoxuceH.

PLED (ceemo0uo0nviii uHOUKAMop NUmanus cucmemot):

TTooxiouenue UHOUKAMOoPa COCMOAHUS, PACHOTIONEHHO20 HA nepedHell naHeau Kopnyca.
CeemoduodHnvlil uHouxamop zopum, ko20a cucmema paéomaem. Kozda cucmema Haxodumcs
6 pesicume oscudarus S3, ceemooduod muzaem. Kozda cucmema Haxooumcs 8 pescume
oxmcudanus S4 unu evikmoyena (S5), c6enoduod He zopum.

HDLED (c 7] PP JHecmK020 OucKa):

TTooxniouenue c6emoouo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCHKO020 OUCKA, PACHIONIONEHHO20 HA
nepedHeti nanenu. CeéemoduoOHvLil UHOUKAMOP 20pUMm, K020a HeCmKull OUCK BbLNONHACM

CHUMBLBAHUE UTIU 3ANUCH OAHHDLX.

Iepednss namens moscem Gvoimv pasnoii Ha pasnvix kopnycax. Ha nepedneit nanenu
PﬂCHGﬂO}M@HbI KHONKA NUmMaHust, KHonKa nepesanycka, quMKﬂmOP numavus, uﬂbukamop
pabombt secmro20 ducka, ounamuk u m.o. IIpu nodxmouenuu nepedHetl naHenu K amoti
K07100Ke nooKUaiime npoeoba K coomeemcmasayouium KOHMmMaxKmam.

IMopknrounTe pacrnono>xeHHbie

Ha KOpITyce KHOMKY NTaHus,

VHIVKATOP COCTOAHNA CHCTEMbI

BUN

nu
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Konogka myis MONO L ITpennasHaueHa i
JMUHAMMKA ? Q TTOJK/TIOYEeHST IMHAMUKA
(4-xonrakra, SPEAKERI) | | kopmyca.
Front_L-
(em. cTp. 1,Ne 4) Front_L+
Front_R+
Front_R-
Paswemsr Serial ATA3 9ru fBa pazbema SATA3

(em. cTp. 2, Ne 9 1 10)

TIpeAHa3HA4YeHbl /14

nofxaodeHns kabeneit SATA

KOHTAKT Hca“?'r::::;e KOHTAKT Hca“?.rsuaal:lv;e BHYTPEHHIX 3alIOMMHAIOLINX
1 GND 11 HIL YCTPOJICTB [IA TIepefiadn
) LVDS_ 12 sy JJAHHBIX CO CKOPOCTDIO /10
TX+ 6,0 T6ut/c.
3 LVDS_TX- 13 5V * K paspemam SATA3
4 GND 14 5V
5 GND 5 5V TOIYCKAeTCA MOJKITI0YaTh
6 LVDS_RX- 16 5V 2,5-1101IMOBbBI€E YKECTKIE IUCKU
7 LVDS_RX+ 17 H.II. (+5 B), HO He fomycKaeTcsa
8 GND 18 GND HOIK/TIOYATD 3,5-10/IMOBbIE
9 GND 19 GND
nmucku (+12 B).
10 GND 20 GND
Komogka USB 2.0 Ha marepuHcKoit 11ate MMeeTcs

(9 xonrakros, USB_4_5)
(em. cTp. 1, Ne 1)

P-
USB_PWR

OJIHa KOJIOZIKa. DTa KOJIOfIKa
USB 2.0 MmoxeT nogep>KuBaThb

IBa IOpTa.

PasbeMbl BEHTUIATOPOB
OI1

4-xonrakra, CPU_FANI1)
cMm. cTp. 1, Ne 8)

4 xonTakTta, CPU_FAN2)
cMm. cTp. 1, Ne 9)

—~ o~ o~ o~

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

OTa cucTeMHas I1aTa CHabXKeHa
ABYMA 4-KOHTaKTHBIMM
pasbeMaMy JijiA MajIoOIIyMAIIEro
BenTUnATOpa LI1. Ecnm BB
cobmpaeTech MOAKIIOYNTD
3-KOHTaKTHbIJ BEHTUIATOP
Tporeccopa, HOAK/TIOYalTe ero K

KOHTakTaMm 1-3.
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Konopxka jist gaTymka 1 OTa MaTepMHCKas IIaTa
BCKPBITHSA KOpITyca GND TIOfIIEP>XKUBAET TEXHOIOTHIO
(2-xonTakTHas, CI1) Signal onpeyieNieHNs BCKPbITUs KOpITyca
(em. ctp. 1, Ne 3) 110 CHATUIO BEPXHeI 9acTu

kopiryca. JI/ist 9101 TeXHOMOIMI
HeoOXO/IM KOpIIyc ¢ PyHKI[yel

onpeneneHnAa BCKpbITUA.

Kornopxa 3Byka STa ayMOKO/IONKA aeT
(5-KOHTaKTHBIIA,
AUDIO3)

(em. cTp. 1, Ne 6)

BO3MOXHOCTD IIOJK/ITIOYNTH

ayamoKabernb K rapHUTYPe.

Jack detect
GND
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa mae X300M-STX. Nesta documentagao, Capitulo 1 e 2

contém a introdugdo da placa-mae e guias de instalagdo passo a passo. O Capitulo 3 contém

o guia de operagao do software e utilitarios. O Capitulo 4 contém o guia de configuragdo da
BIOS.

Q Como as especificagdes da placa-mde e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

desta documentagdo estard sujeito a alterages sem aviso prévio.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa mae X300M-STX (Mini-STX Form Factor)

Guia de Instalagdao Répida X300M-STX

CD Suporte X300M-STX

1 x Painel de E/S

2 x Dados Serial ATA(SATA) com Cabo de Forga (Opcional)
2 x parafusos para soquetes M.2 (M2*2) (Opcional)

1 x Parafuso para M6dulo WiFi (M2*2) (Opcional)



1.2 Especificacdes

Plata-
forma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Graficos

Formato Mini-STX

Design de condensador solido

Suporta CPUs AMD AM4 Socket (Renoir, Picasso, Raven
Ridge, até 65W)
Suporta CPU até 65W

Design com 5 fases de alimentagdo

AMD X300

Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

2 x Slots DDR4 SO-DIMM

AMD Renoir série APUs suporta DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 nao-ECC, sem memoria tampao*
AMD Ryzen série CPUs (Raven Ridge) suporta DDR4
2933/2667/2400/2133 ndo-ECC, sem memdria tampao*

* Consulte a pagina 19 para suportar a frequéncia méxima do
DDR4 SO-DIMM

Capacidade maxima da memdria do sistema: 64GB
15p Gold Contact em Slots SO-DIMM

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Médulo tipo 2230 WiFi/
BT

AMD Radeon™ Integrado Série Vega Gréficas na Série Ryzen
APU*

* Suporte atual pode vairar por CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Memoria compartilhada padrao 2GB. Memoria compartilhada
max suporta até 16GB.

* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de

memoria de sistema instalado.

X300M-STX
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Audio

LAN

E/S do
painel
frontal

Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, DisplayPort 1.2 e
HDMI

Suporta configuragao com trés monitores

Suporta HDMI com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz

Suporta D-Sub com resolugio méaxima de até 1920x1200 @
60Hz

- Suporta DisplayPort 1.2 com resolugdo max. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC
e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessério
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP com Portas HDMI e DisplayPort 1.2

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI e
DisplayPort 1.2

Codec de Audio Realtek ALC233
1 x Entrada de Fone de ouvido
1 x Entrada de MIC

1 x Conector de Audio

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
Realtek RTL8111H

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Entrada de Fone de ouvido

1 x USB 3.1 Genl1 Porta Tipo-A (Protegao Suportes ESD (Full
Spike Protection))

1 x USB 3.1 Genl1 Porta Tipo-C (Protegao Suportes ESD (Full
Spike Protection))

1 x Entrada de microfone



E/S do
painel pos-
terior

Armazena-
mento

Conector

Funcoes
da BIOS

1 x Adaptador CC (Compativel com o adaptador de forga
de 19V)*

* Por favor, use o adaptador de forga de 120W para 65W CPU e
adaptador de forga 90W para 35W CPU.

1 x Porta D-Sub

1 x Porta HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢ao ESD)

1 x Porta USB 3.1 Genl1 (Suporta Protegao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

2 x SATA3 6.0 Gb/s com Conectores de Forga, suporta RAID
(RAID 0 e RAID 1), NCQ, AHCI

1 x Ultra Soquete M.2 (M2_1), suporta médulo PCI Express
tipo 2280 M.2 até Gen3 x4 (32 Gb/s)

1 x Ultra Soquete M.2 (M2_2), suporta médulo PCI Express
tipo 2280 M.2 até Gen3 x4 (32 Gb/s) (com Raven Ridge) ou
Gen3 x2 (16 Gb/s) (com Athlon série 2xxGE)*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

1 x Gabinete de Alimentacdo de Intrusao

2 x Conectores de ventilador CPU (2 x 4-pinos)

1 x Cabegote do Painel Frontal

1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)

1 x Conector de Audio

AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI
Suporta "Plug and Play"

ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar
Suporta jumperfree

Suporte SMBIOS 2.3

Ajuste de tensio DRAM

X300M-STX
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Monitor de
hardware

SO

Certifi-
cagoes

Sensor de Temperatura CPU

Tacometro da Ventoinha da CPU

Ventoinha silenciosa da CPU (Auto ajusta velocidade da
ventoinha do gabinete pela temperatura da CPU)
Controle de Multivelocidades Ventoinha CPU

Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Preparada para ErP/EuP (¢ necessaria uma fonte de alimentagao

preparada para ErP/EuP)

defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferra-

f Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das

mentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou

mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por

sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.

Lista de Suporte do Chassi Mini-STX

Vendedor Modelo

SilverStone Technology Inc. VTO1S

AKasa

A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de
jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS @ Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) E Abrir: Padrao

(ver p.1, N.° 2) Jumper de 2 pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os parametros do
sistema na configuragdo padrio, desligue o computador e retire o cabo de alimentagao,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOS]1 durante 3 segundos.
Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se
vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera
primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢io do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar danos
permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de PLED+ Ligue o botdo de alimentagao,
sistema o botdo de reinicializa¢do e o
(PAINELI1 de 9 pinos) indicador do estado do sistema
(ver p.1, N.27) no chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢ao abaixo.

HDLED+

Observe os pinos positivos e
negativos antes de conectar os
cabos.

PWRBTN (Botdio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagio no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicial-
izagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensao S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botao de reinicializagao, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu modu-
lo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e 0s pinos correspondem
de forma correta.
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Cabegote do Alto-falante . Por favor, conecte o alto-falante
MONO ? (? do chassi a este suporte.
(SPEAKERI de 4 pinos) | !
Front_L-
(ver p.1,N.2 4) Front_L+
Front_R+

Front_R-

Conectores série ATA3 Estes dois conectores SATA3

(ver p.2,N.c9 e 10) suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de

armazenamento interno com
PIN Nome do

Sinal uma taxa de transferéncia de
1 TERRA dados de até 6,0 Gb/s.
2 LVDS_TX+ Os conectores SATA3 oferecem
3 LVDS_TX- suporte a disco rigido de 2,5
4 TERRA | o
5 TERRA polegadas (+5V) e nao oferecem
6 LVDS_RX- suporte a disco rigido de 3,5
7 LVDS_RX+ 17 N/A polegadas (+12V)
8 TERRA 18 TERRA
9 TERRA 19 TERRA
10 TERRA 20 TERRA
Suporte USB 2.0 use_PWR Hé um cabegote nesta placa-mae.

(USB_4_5 de 9 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

Cada suporte USB 2.0 pode ter

duas portas.

P-
USB_PWR
Conectores do ventilador 4.3 21 Esta placa mae inclui dois
da CPU conectores de ventilador da
(CPU_FANI1 de 4 pinos) GND CPU (Ventilador silencioso)
FAN_VOLTAGE

(ver p.1,N.° 8) CPU_FAN_SPEED de 4 pinos. Se vocé planeja se
(CPU_FAN?2 de 4 pinos) FAN-SPEED_CONTROL conectar a um ventilador CPU
(ver p.1,N.29) 3-Pin, conecte-o ao Pin 1-3.
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Suporte de intrusdo do
chassi

(CI1 de 2 pinos)

(ver p.1,N.° 3)

GND
Signal

Esta placa-maée suporta a fungao
de detecgao de ABERTURA da
CAIXA que detecta se a tampa
do chassi foi removida. Esta
fungdo requer um chassi com

design de detecgdo de intrusio.

Conector de Audio
(AUDIO3 5 pinos)
(ver p.1,N.c6)

Audio-R
Audio-L
Jack defect
GND

Este conector de audio permite
que vocé conecte o cabo de audio

ao fone de ouvido.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gléwnej X300M-STX. W niniejszej dokumentacji, rozdzialy
1 i 2 zawierajg wprowadzenie do plyty gléwnej oraz przewodnik instalacji krok po kroku.
Rozdziat 3 zawiera przewodnik obstugi oprogramowania i narzedzi. Rozdzial 4 zawiera
przewodnik konfiguracji ustawien BIOS.

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna X300M-STX (Wspotczynnik ksztattu Mini-STX)

+ Skrécona instrukeja instalacji X300M-STX

+ Pomocnicza ptyta CD X300M-STX

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjécia

+ 2 x kable danych z kablem zasilania Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)
+ 2x $ruby do gniazd M.2 (M2*2) (Opcjonalne)

+ 1x$ruba do modutu WiFi (M2*2) (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

Wspotczynnik ksztattu Mini-STX

Konstrukcja kondensatorami statymi

Obstuga procesoréw AMD AM4 Socket (Renoir, Picasso,
Raven Ridge, do 65W)
Obstuga CPU do 65 W

Sekcja zasilania 5 Power Phase Design

AMD X300

Technologia pamieci Dual Channel DDR4

2 x gniazda DDR4 SO-DIMM

Seria APU AMD Renoir z obstugg DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamie¢ niebuforowa-
na*

Seria CPU AMD Ryzen (Raven Ridge) z obsluga DDR4
2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*

* Sprawdz strone 19 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwosci DDR4 SO-DIMM.

Maks. wielko§¢ pamieci systemowej: 64GB
15 pozlacane styki w gniazdach SO-DIMM

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu
2230

Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w
APU serii Ryzen*

* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Pamiec¢ wspotdzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie pamieé
wspotdzielona obstuguje do 16GB.

* Maksymalna pamie¢ wspo6tdzielona 16GB wymaga

zainstalowania 32GB pamigci systemowe;.
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+ Opcje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DisplayPort 1.2 i HDMI

+ Obstuga trzech monitoréw

+ Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K (4096x2160)
przy 60Hz

+ Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz

+ Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

+ Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany monitor
zgodny z HDMI)

+ Obstuga portéw HDCP z HDMI i DisplayPort 1.2

+ Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI i
DisplayPort 1.2

Audio + Realtek ALC233 Audio Codec
+ 1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego
+ 1xMIC-In

+ 1x zlacze glowkowe dzwieku

LAN + 1x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H
+ Obstuga Wake-On-LAN
+ Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferyczny-
mi/ESD
+ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Obstuga PXE

Przedni + 1x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego

panel + 1 xport USB 3.1 typu A Genl (obstuga zabezpieczenia ESD
Wejscia/ (petna ochrona przed impulsami))

Wyjscia + 1 xport USB 3.1 typu C Genl (obstuga zabezpieczenia ESD

(pelna ochrona przed impulsami))

+ 1x gniazdo wej$cia mikrofonu
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Tylny panel

Wejscia/Wy-

jscia

Przechowy-
wanie

Zlacze

Funkcja
BIOS

1 x gniazdo zasilania DC (zgodne z zasilaczem 19 V)*

* Korzystac z zasilacza 120 W dla CPU 65 W i zasilacza 90 W dla
CPU 35 W.

« 1xport D-Sub

» 1xport HDMI

« 1x DisplayPort 1.2

« 1xport USB 2.0 (obstuguje zabezpieczenia ESD)

« 1xport USB 3.1 Genl (obstuguje zabezpieczenia ESD)

« 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

+ 2x SATA3 6,0 Gb/s ze zfaczami zasilania, obstuga RAID
(RAID 0, RAID 1i RAID 1), NCQ, AHCI

+ 1xgniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga typu 2280 modutu M.2
PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)*

+ 1xgniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga typu 2280 modutu M.2
PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s) (z Raven Ridge) lub Gen3
x2 (16 Gb/s) (z serig Athlon 2xxGE)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

« 1x zlacze gtéwkowe funkcji naruszenia obudowy

2 x zlacze wentylatora CPU (2 x 4-pinowe)

« 1x zfacze gtdwkowe na panelu przednim

+ 1x zlacza gtéwkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

« 1xzlacze gtowkowe dzwicku

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
+ Obstuga "Plug and Play"

« Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

« Obstuga bezzworkowa

+ Obstuga SMBIOS 2.3

+ Regulacja napiecia DRAM
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Monitor + Wykrywanie temperatury CPU
sprzetu + Tachometr wentylatora CPU
« Cichy wentylator CPU (automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy zaleznie od temperatury
CPU)
« Sterowanie wieloma predkos$ciami obrotowymi wentylatora
CPU
+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
+ Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 'V,

+5V,+3,3V
System + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny
Certyfikaty - FCC, CE

+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowodcig obstugi ErP/EuP)

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

A ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wptywaé na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzgdzen systemu. Powinno to zosta¢ zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetak-
towywaniem.

Lista obstugiwanych obudéw Mini-STX

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”.

W W

Short Open

Zworka usuwania danych @ Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS E pamieci CMOS
(CLRCMOS1) 2-pinowa zworka Otwarcie: Domy$lne

(sprawdz s.1, Nr 2)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamigci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawient domyslnych, wytacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOS]I. Nalezy pamigtac, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usunigcie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem
usuwania danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie
wylaczy¢ go.

Po usunieciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu narusze-
nia obudowy.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtdwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek nad

tymi ztgczami gléwkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami gléwkowymi i zlgczami

spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

Z¥acze gtdwkowe na pane-
lu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 7)

PLED+

PWRBTN (Przycisk zasilania):

Do tego zfacza gtéwkowego
mozna podlaczac przycisk
zasilania, przycisk reset i
wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z
przydzialem pinéw ponizej.
Przed podtaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pindw
plus i minus.

urowac sposob wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

Q Podtgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfig-

RESET (Przycisk resetowania):
Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk

resetowania, aby ponownie uruchomic¢ komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci

wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest

wilgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie

uspienia S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub

wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):

Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gléwnie sktada
sig z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza glowkowego modutu panelu

przedniego obudowy, nalezy sie upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodoéw

i pinow.
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Zlacze gtowkowe
glosnika MONO
(4-pinowe SPEAKER1)
(sprawdz s.1, Nr 4)

9

I
| Front_L-
Front_L+
Front_R+
Front_R-

Podlacz to tego zlacza
gléwkowego glosnik obudowy.

ZYacza Serial ATA3
(sprawdz p.2, Nr 91 10)

Te dwa ztacza SATA3 obstuguja
kable danych SATA dla
wewnetrznych urzadzen pamieci
z szybkodcig transferu danych do

Nazwa Nazwa
Styk sygnatu Styk sygnatu 6,0 Gb/s.

1 GND 11 Nie dotyczy *Ztacza SATA3 obstuguja dyski

2 LVDS_TX+ 12 5V twarde 2,5 cala (+5 V) i nie

3 LVDS_TX- 13 >V obstuguja dyskow twardych 3,5

4 GND 14 5V

5 GND 5 5V cala (+12'V)

6 LVDS_RX- 16 5V

7 LVDS_RX+ 17 Nie dotyczy

8 GND 18 GND

9 GND 19 GND

10 GND 20 GND
Zkacza gtéwkowe USB 2,0 UPBSTR Na tej plycie gtéwnej znajduje
(9-pinowe USB_4_5) sie jedno ztacze gtéwkowe.

(sprawdz s.1, Nr 1)

P-
USB_PWR

Zkacze gtéwkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.

Ztacza wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 8)
(4-pinowe CPU_FAN2)
(sprawdz s.1, Nr 9)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Ptyta gtéwna udostepnia dwa
4-pinowe zfacza wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy go podiaczy¢ do pinéw
1-3.
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Zacze gtowkowe czujnika
naruszenia obudowy
(2-pinowe CI1)

(sprawdz s.1, Nr 3)

GND
Signal

Ta plyta gtowna obstuguje
funkcje wykrywania
OTWARCIA OBUDOWY,
ktora wykrywa zdjecie pokrywy
obudowy. Ta funkcja wymaga
obudowy z konstrukcja
wykrywania naruszenia

obudowy.

Ztacze gtowkowe dzwigku
(5-pinowe AUDIO3)
(sprawdz s.1, Nr 6)

Audio-R
Audio-L
Jack detect
GND

Ztacze gtéwkowe audio,
umozliwia podlaczenie kabla

audio stuchawek.
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(1301, 4 3= 3
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1
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2 LVDS_TX+ 12 5V *SATA3 A E = 25415 sl=
3 LVDS_TX- 13 5V Talo] B (+5V) S A A3k}
4 GND 14 5V 3513 3h= =efo] B (+12V)
5 GND 15 5V Lz o_lg 2] oF¥Z=1] ]
c VDS RX. T v = 2] dshA] k).
7 LVDS_RX+ 17 N/A
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
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(9 ¥ USB_4_5) 7} 3l ). o] USB 2.0 #lH]
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=) 1 Fuh.
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YHOE 12T 2 B, YW —R—ROFAL AT TBDA YV AR—)VITA KA
FHENTVET, B3 EIFK. VI NI T =T ) T —DEEHA R EEN
TWVET, 5 4 T, BIOS £ "7y T OREHA RDEENTVETD,

NP —N—FDftFE BIOS V7 NIz TId R EN B EN B S8, CDN=2 Tk
DAL T NCEE T BCEDBVFE T,

1.1 RNy r—2DAR

X300M-STX ¥ ¥ —R—K (Mini-STX 74 —LT 77 &)
X300M-STX 7 AT A Y AN—)VHAR

X300M-STX Y R—b CD

o 1x1/O /8L —)UR

o 2x U7V ATA (SATA) 7— X (BIFr — 7 )VUTE) (A7 > a)
o« M2V7vhM222) AT va) iRt 2 A

o WiFi EVa—)b M22) (AT va) Rl 1A
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1.2 {1k

7Ivh o SZSTX TA—LT7IR—
TA—L o BERaYTUYEG
CPU « AMD AM4 Vv I CPU (Renoir, Picasso, Raven Ridge.

65W £ T ) B R—bLET
o K 65W £TOD CPU ITH
o 5 BT — A%

Fv I Evh . AMD X300

AEY o T a7 )UF ¥ %)V DDR4 AT VKEHE

« 2x DDR4 SO-DIMM AH k

« AMD Renoir >J—Z APU & DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 /> ECC, 77>/ /Ny T 7—RXE
ISR *

« AMD Ryzen 'V —X CPU (Raven Ridge) (& DDR4
2933/2667/2400/2133 /> ECC, 77>/ 7\y 77— R AEVIC
KRG *

* DDR4 SO-DIMM H KJE AT R— MM DWW T 19 X—
ZEBIRUTLTIZEN,

o VATLAEYDRKARE: 64GB

« SO-DIMM AR hHIC 15 p I—)VRaAV 27 N

LAy b e 1xM2YA vk (F—E), A7 2230 WiFi/BT V21—l
WS

T5T497A « AMD Radeon™ Vega 'V—R%>'5 7.1y A% Ryzen 'V
—X APU ICHRG *
* FRROTR—ME CPUICK > THRIRZTENHDET
o DirectX 12, Pixel Shader 5.0
o HWHAEBVET T4V T 2GB ICREINTVET, &
KHA ATV 16GB ETHIGLET,
“IRAHAAEY D 16GB DY H1E, 32GB DVATLAEYD
AVAR=IVERTORITNUTHDE A,
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73%)V 1/0
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XU HDMI

3BEDEZZ—ITHIG

HDMI ISR, I KR 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
D-Sub IZHHIE, I KGR 1920x1200 @60Hz

DisplayPort 1.2 77,/ Y —IZ i, I RIRISE 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

HDMI R—h~TA—RIw T2 7 0 —T7 75— (12bpc).
xvYCCBLUHBRGEHE Y FL— A —F ¢ AN E(HDMI
HHEE =2 —DRETT)

HDMI R— k& DisplayPort 1.2 JR—~"C HDCP I his
HDMI "R — & DisplayPort 1.2 J"— T 4K Ultra HD (UHD)
RIS

Realtek ALC233 A —T A a—F 7
Ix N\ RTHY [Ny Ry b Iy
1x AT AN

1xA—T A\ &E—

PCIE x1 /7€ ; LAN 10/100/1000 Mb/ £

Realtek RTL8111H

Wake-On-LAN (Vx4 2 &> FI)ICHE

| BEXUNE (ESD) LRI IS

I RIVF—EDINA—Y Fv b 802.3az &Y R—b
PXE 7z Y R—h

Lx N\ RTHY [Ny Ry b Iy

1x USB 3.1 Genl Type-A *R— (55 / B & (ESD) {7
ICHRHIE GER RS A D 1RHE))

1 x USB 3.1 Genl Type-C JK— b (&5 / #feEXUKE (ESD) (758
ICHRHIE GER RS A D 1RHE))

1xXATATAY AP v w7
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o 1xD-Sub R—Fh
« 1xHDMI ;R—h
« 1x DisplayPort 1.2
o« 1xUSB 2.0 R—F (FEXUIE (ESD) FREEITHIS)
« 1xUSB 3.1 Genl A— b (AU (ESD) FRAEICHTIG)
« LED /& 1 x RJ-45 LAN "R— I (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

AL — « 2xSATA3 6.0 Gb/s (BRI 2 (&) RAID (RAID 0 5K

UF RAID 1), NCQ, AHCI

o 1xUltraM.2 /v h(M2_1). 5K Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD
247 2280 M.2 PCI Express €1 — )UK i

o 1xUltraM.2 Vv b (M2_2). 5K Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD
217 2280 M.2 PCI Express 32— VIC K Raven Ridge
DA ) F 1213 K Gen3 x2 (16 Gb/s) FTD XA T 2280
M.2 PCI Express € 2— )UK} (Athlon 2xxGE 2V —Z D
Ba)*

* T 27 & LT NVMe SSD ICHf it

a3xT% o« IXTY—IAVMV—=TgrN\y R —
« 2xCPUT7>aAxIZ—(2x4EY)
o 1x 70V RSN E—
o 1xUSB2.0\w&— (2D USB 2.0 R—MIHf)) GrER
1% (ESD) LRAEIC KT IE)
o IXA—T oA\ R —

BIOS Kfig « AMI UEFI Legal BIOS, GUI ¥ R— M &
o [ TSTTURT LA NSHG
« ACPIS1MEMDT AT v T AN b
o I¥8=TU—%Y R~k
« SMBIOS 2.3 ' R—Fh
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SilverStone Technology Inc. VTO01S
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13 v UN—BFE
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NEESTVBE Iy 8—=F[a—h T, Vv —Fv v T
EoTWIEWEAIZ. Vv 3= =T T,

. W

Short Open
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(p.1.No. 2 ZH#)

a—k: CMOS DIVUT
F =T FTHIVE

2T R—
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RN vy R LTLIZE W,
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(9 ¥ PANEL1) ZUty L, FadoeED
(p.1.No. 7 ZR) VT ST I —T DV A
FIAT—BALRT VT 7%
> TONYR =Ty LET,
HDLED+ =7 Wi e EiIE,
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72X,
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Q A=) SRIDBHREAAEREL TS BIFSZ S EMIILT 2R TL
B INETBIEERETEET,
RESET (V2 P R%>):
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FEBILET,
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S i SR IVDFEIRR T—RRA > S —Z—ICHERE L TIEE s SR TABE
{1, LED 24T LET, S R FLH 3 R —TIRBEDIFEICIL, LED I3 15 it
F I, SRTAH $4 XV —TIKREF 7IF T JiA 7 (S5) DE EISIE, LED (347 T,

HDLED )N\—RFZ177 727 ¢E7r LED) !
S =R NIV DIN=R RS 4 775 71 U7 LED ICEEREL TS/ES 100 N—FF
FA T DT — X Bt BRI D F 213 E AR U, LED (34N DF T,

FII NIV T A AL, =N TIA S EEDBDET, Gl NFILES2—)l
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1
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(4 € SPEAKER1)
Front_L+
(p,l‘ No. 4 ) Front_R+

Front_R-

V=V AE—H—ETD
AR —ITHRHELTIEE W,
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S

N5 2D0D SATA3 AT R —
13, e 6.0 Gb/ DT — Az
EHETWNIBARL—T TN
A A D SATA T—Rr—T)b
Y R—FLET,
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IN—RRIAT (+5V) 2 Y R—
FLETH. 35 AV FN—RF
AT (+12V) Y R—FLE
A,

1 FEth 11 N/A
2 LVDS_TX+ 12 5V
3 LVDS_TX- 13 5V
4 e 14 5V
5 et 15 5V
6 LVDS_RX- 16 5V
7 LVDS_RX+ 17 N/A
8 et 18 B
9 b ith 19 i
10 i 20 e
USB 2.0 \w X — USBEPWR

(9 ¥/ USB_4_5)
(p.1.No. 1 )

ZOXYP—HR—RiZiZ 120D
ANy R—DEFENTNET,
TD USB2.0N\wE—IF.2D
DR—=b2YR—FTEET,

p-
USB_PWR
CPU 77> aARIZ— 43 21
(4 £ CPU_FAN1)
(p.1.No. 8 ZiR) GND
. FAN_VOLTAGE
aryv CPU_FANZ) CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

(p.1.No. 9 ZiR)

ZORYP—FR—RiE2D0D4E
Y CPU TPy (EET 7))
FIADEEFENTNET, 3
Y2 CPU 777zt d 55
Bl BV 13 IR LTS
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r—ZAYMa—vay , CORYP—R—=RETr—7
Ay — P PN BN T LA
Q¥rcn) Signal 9%, 7 — AR PRI 2 T
(p.1.No. 3 Z®) R—RLET, TOREEICIE,

=AY PIV—Ta
EIENTc v — DRRET
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F—=TAF "y H— 1 COA=TUFNYZ—=IT A\
GEYA—T 14 3) o K7+ DA —T 1A r—T
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JEHHETE K X300M-STX AT o TEASCRYA » 55 1 AR 2 B/ A ENTF R/ 440

M23EE - 5 3 A SHALHRFRIRIERR © 55 4 A S BIOS Setup AIALE
15

E T EBTHRSFI BIOS BUAETRELTERT » (R » PRI 2 T RE AR B » 0T
ST -

1.1 8%5F

o X300M-STX FMR (Mini-STX #UA& R T)

o X300M-STX s 744 R

« X300M-STX 8

o 1x1/O Ml

o 2x HIT ATA (SATA) ¥UEHIRE (GE19)

o 2xME% (M2 IR - M272)  (ET)
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CPU

7t

Mini-STX #f% R ~f
TR R AT

FF AMD AM4 21 CPU (Renoir ~ Picasso > Raven
Ridge ~ & ARINZEH 65W)

TR 65W Y CPU

5 BRI

« AMD X300

X583 DDR4 RNTFERA

2 x DDR4 SO-DIMM 1

AMD Renoir 55| APU 37 DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 JE ECC » JEZITINTE *
AMD Ryzen #7%1] CPU (Raven Ridge) 5 DDR4
2933/2667/2400/2133 F ECC » FELIHINTE *

* 5 5%55 19 J1 [ fif DDR4 SO-DIMM i K S HFAIZS o
. TRERGNTFRARE + 64GB
o SO-DIMM {8 15 1 Sxfifi

« 1xM.2 Socket (Key E) » 725 2230 WiFi/BT ik

o Ryzen %1 APU FEERL AMD Radeon™ Vega SR FIEIFE *
* SERRSZHFRIREAR CPU AL

o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0

o BRALENE 2GB o IRAFLZATFIL 16GB ©
* RAHFNTE 16GB T H 24 32GB RENTF ©
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LAN

HIE 4R 1/0
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3 ML © D-Sub ~ DisplayPort 1.2 F1 HDMI
TR =E R

HF HDMI » B KPR AT I 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
FF D-Sub » 60Hz It A3 HE251K 1920x1200

7 DisplayPort 1.2 » 60Hz B iy K3 H281% 4K x 2K
(4096x2304)
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¥ )

3BT HDMI I DisplayPort 1.2 Jii 157 F HDCP

it HDMI #11 DisplayPort 1.2 Ui 157537 1 4K BB &S
(UHD) #&1#%

Realtek ALC233 35494 f7Eh5 25
1 x EALFL

1 x 250 XA

1 x & SRR

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

S Wake-On-LAN ([%_EMaffig )
S FFEE L /ESD R
FRFEREUARIN 802.3az

FFF PXE

1 x BALIEFL

1x USB 3.1 Genl Type-A Uil (SZFF ESD £&47 » A1 &A1)
1x USB 3.1 Genl Type-C Uil (SZFF ESD f&47 » A1 &A1)
1 x Z2 50 KV A AL,
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JRER /0

ik

#O

BIOS In#k
e

o 1x HIEIL (R 19V FFUERCES ) *
* 65W CPU {81 120W HEIFUERIER > 35W CPU {1 90w H
JERCES

o 1xD-Sub i

1 x HDMI Ui [

1 x DisplayPort 1.2

1 x USB 2.0 %fi 1 ( 3247 ESD {347 )

1x USB 3.1 Genl Uil ( Z74F ESD {4 )

1 x RJ-45 LAN ¥ » #7 LED (ACT/LINK LED F/I SPEED
LED)

2 x SATA3 6.0 Gb/s HEIFEZ [ » 377 RAID (RAID 0 [l RAID
1) ~NCQ ~ AHCI

1 x 8% M.2 B2 (M2_1) > SZFF 2280 M.2 PCI Express F54
TR (B8 Gen3 x4 ° 32 Gb/s)

1 x 8% M.2 21 (M2_1) » 3ZHF 2280 M.2 PCI Express !
R » $%H Gen3 x4 (32 Gb/s) (Raven Ridge) 5 Gen3 x2 (16
Gb/s) (Athlon 2xxGE %] )*

* 374 NVMe SSD F{EE 5h

1 x HUFE IR AEZ

2x CPU WGE#H 2 x4 %)

1 x BT 2

1x USB 2.0 /) (45 2 4> USB 2.0 Wi » S74F ESD (£7)
1 x BB

AMI UEFI Legal BIOS » 37§ GUI
FF “RIHEEDA”

ACPI 5.1 M AREE
IHIRBE (jumperfree)

4 SMBIOS 2.3

DRAM H[E 1A%
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o CPU UJz%5 s & 12 ]
« CASE OPEN (HLFE4TH) fail
o EAMEWIPE © 412V ~ 45V ~ 3.3V ~ CPU Vcore

BIERG o Microsoft® Windows® 10 64-bit
TAIE « FCC~ CE

o ErP/EuP ZFF (FTEFF ErP/EuP HIFEIR)

AN IRENES 2 F—EMS » E171HE BIOS K& » [/ “HHEIHRA" » Bt/
B=TEIITA ° BHAIRE 2 NAZIRTHIFSE L » FeEXRINIHLFATL A8
T o AT TLLL LT E178 SFS TR o Bl TN I FAESTE AT AT T 51 TF ©

Mini-STX #1385 513

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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1.3 B E
VL BARAITIR BB o AFBLEIE LRI S LN » B SR o AR
ST IR - B TR -

o W

Short Open

1Bk CMOS Bk (O) FHEE - 1EFR CMOS

(CLRCMOSI) O] T8 - BOA
(ME2T-F1 1) 2 5Tk

CLRCMOS1 e VFETER: CMOS FHIHE - CMOS R EIER R EER »
WMFARGER ~ HEA ~ BARSEIRES Y - BERNEERASEANLE >
ERPTFENL > $T HIRZ Sk » A5 A BB CLRCMOST E/EHI 3
P o FHILAETEFERR CMOS JEEL N BkEend o A0SR SEMITERL BIOS BT /515 IR
CMOS » MW BIRYE > FHER A E B HITIERR CMOS #4(F -

HIRLEE IR CMOS » HLIFHTIF A ke ME] o 18HF BIOS KW “Clear Status™ (14
BARE) B AT — T HLAERAKSHIIL R
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1.4 HREIEZEREIFIZEDO

WRELITHE T TR o T BT NGRS LLBEFIE L] L o FFBEENF RS LA ]
FIBEL]_EAF AN EHGE TR X EHT

G HIRAERA
(9 ¥ PANEL1)
(MEL1T> BE74)

T HERIETII D - 5L
R ~ A
FIARGCREIET T E B2
B o TEIEBESSIRTFIL T
IEfETHE -

HDLED+

PWRBTN (HiF#H) :

EBBIAERTETIR_LATHE A o ] LU B (R IR TR EHT 7T 2
RESET (EE#ZH) :

EREEY BRI LRI BB o ATRTTEIIEN] » ToEITIEH EATES) * #2E
B BRI

PLED (R4 RIR LED) :
EREEIY AT _LEHT ST IETAT © RGEHRIERRIFRT » I LED FEEE o R4 TE
S3 EHRIRTHT » ML LED [N o ARGLTE S4 BEHRIRZNELHN (S5) At + M LED 4EK °

HDLED (FE#Li&EZf LED) :
EZENY BRI _LAYIE A E) LED #6TAT o WEaLIETE LB A ZeHiht » I LED
JERE °

HTER R ARG G T IR B AT ES: o B F H I iR e ] ~ BEH
HJF LED ~ fE711%5) LED #57 AT ~ 1 e © 14 0LAE AT E e F |20, -
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FF B g (P (? BRI LRI e L
(4 #t SPEAKER1) | T -
(W17 Fa) | Front_L-
Front_L+
Front_R+

Front_R-

ER1T ATA3 $21 XFA™ SATA3 207 FF e
(W& 2T » 6.0 Gb/s FIRE a1 T

Fofl101) TEIE 1% ) SATA $ELk -
ey e *SATA3 $2 IS8 2.5 ST AL
Il FSB| fH FESER (+5V) + FEELFSHS 3.5 2

1 GND 11 N/A
2 LVDS_TX+ 12 5V &k (+12V)
3 LVDS_TX- 13 5V
4 GND 14 5V
5 GND 15 5V
6 LVDS_RX- 16 5V
7 LVDS_RX+ 17 N/A
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
USB 2.0 i use_PWR MR A —A I o 1 USB

(9 ¥ USB_4_5)
(ME1TT 1)

2.0 SMSTRM AR

USBF:-PWR
CPU MmN 43 21 UL ER T A 4 41 CPU K
(4 5T CPU_FAN1) B (BERNE) B2 RE
(1T Esh) GNo FIEEZ 3 51 CPU N » &
(4 5T CPU_FAN2) chu A speeD B EEEEE 1-3 -
(m% 1 ﬁ R a—g 9 /[\) FAN_SPEED_CONTROL
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WUFER A S0
(2 % cI11)
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GND
Signal

I F 47 5 CASE OPEN (#]1
FEFTTF) REMITHEE - ML
TRETFT o WINEEH B

I AFRIBEITHAIBLFE -

ERitedl
(5- #F AUDIO3)
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Audio-R
Audio-L
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I AR SV ELATL O
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NG ~ WPl IR EAHARR o (K SRR o SR A 2 FR RS AR
FEWE—ZR o B—hZ TR 52 SR E AR o mtaT st Ei2
PR IAR ) 10 4F -

10

FEREVRB TR BN R ZEIRN

AT BRI R0 H A E YR BOT R AR R B - E SR DT %
R o

4R HEMREITE
55 (Pb) § (CA)| o (Hg)| /<{E# (Cr(VI) [ 1885 (PBB) % 18— JEfk (PBDE
ElE B b
gmrae | < | O © o o o
IR
mopest | X | O | O 0 0 o

O: ZonZH B A EYIFAEZAEATE 2 PR & BT S/T 11363-2006 FRAERLE
FIREZORLIT -

X: R A RE EVE DGR T i & BB S)/T 11363-2006 R
HUEHIFREEOK - SRZE A G R EERE + 2002/95/EC HIRLYE ©

&L P EFTR 2 R E R - SRR E R R EAPRILT o
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A
1 BE71
JREAHEHEE X300M-STX FHER o TEASCHR » 5 1 TR E 2 FE & BRIV &
B ERT o 58 3 B AHEE R AN FIRE S ATIRIEERT o 48 4 4 BIOS #HAERR
TETER °

Q HIFC T BEHARN% B BIOS BAEFIRE G 7R » T LA S B EBE » 2B (THA]

1.1 BEARSE

o« X300M-STX EFEHR (Mini-STX 1)

o X300M-STX sz 85 R

« X300M-STX 4B EhE

o 1xI/O ERINE

o 2xSerial ATA (SATA) &K} I B I5fE (HEH)
o 2xUEH GERMN M2 ) (M2+2) GER)
o 1x R GERF WiFi f55) (M2+2) GER)



1.2 /1%

Fa

CPU

&A1

e

fEFeEtg

BT

Mini-STX R~

% AMD AM4 #fi/# CPU (Renoir > Pjicasso ~ Raven
Ridge ~ %5 65W)

SRR 65W CPU

5 BEIRAHNILE

« AMD X300

35858 DDR4 20 (B RS RiT

2 x DDR4 SO-DIMM f#ifi&

AMD Renoir 52%1] APU 7% DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 FE ECC ~ HEAREACIERY *
AMD Ryzen #%1] CPU (Raven Ridge) % DDR4
2933/2667/2400/2133 FF ECC ~ HEFZ EEC I *

* X DDR4 SO-DIMM =i #HES 1% » sE2HE 195 -
o mARMECIEIEA R © 64GB
o 15 u FiEHES SO-DIMM filE

o« 1xM.2 ffifE (Key E) » SZ#% Type 2230 WiFi/BT f5ifH

5] APU*

* BIFRSCIR W RERE CPU Bt

o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0

. THERIFECIERE 2GB « B AELIEREE 16GB ©
“ fr K HECIERS 16GB T2 %8 32GB Riffiactifd

X300M-STX

o #&5 70 AMD Radeon™ Vega Series Graphics /A Ryzen
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LAN

BIER /0

= {ElE i 5858 ¢ D-Sub ~ DisplayPort 1.2 % HDMI
YE=RETH

IR ATEE 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz [T EEAT HDMI
B 34 19201200 @ 60Hz fi#HfTEEH D-Sub

B = 3248 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz fE AT Y DisplayPort
1.2

ZEEG A HDMI#EERR (FFHZA N HDMI B i) /Y Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC & HBR (&[T
=)

1% # HDMI . DisplayPort 1.2 5H 1R/ HDCP

. %{5 F HDMI B2 DisplayPort 1.2 3BT 4K Ultra HD
(UHD) /%

Realtek ALC233 & FfUEE G A3
1 x B/ BHHAETL

1 x MIC i A

1 x HalHEET

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

SRS

TIRER FERE

8 802.3az EEE Hiift £ KHHiG

F % PXE

1x HR% / ERsHE AL

1x USB 3.1 Genl Type-A iR (SOEFFERE (EE 2
&) )

1x USB 3.1 Genl Type-A iR (SOEFFERE (EE 2
&) )

1 x 28 5 Jai AL



X300M-STX

ZEw 1/0 « 1xDCHHTL (FAER 19V EFEEER )*
* 120W SHEEZREE FH Y 65W CPU - T 90W SHEEZREE FH R 35W
CPU °
« 1xD-Sub i
« 1x HDMI B
« 1x DisplayPort 1.2
o 1xUSB2.0 H#HR (IFFHERE)
o 1xUSB3.1 Genl :# R (ZIRFFERE)
o 1xRJ-45 LAN ;B EZH » & LED (ACT/LINK LED J2 SPEED
LED)

7S o 12 2 x SATA3 6.0 Gb/s TERIETH > S74% RAID (RAID 0 2
RAID 1) ~NCQ ~ AHCI
o 1x Ultra M.2 #iJ#8 (M2_2) » 2% 2230/2242/2260/2280 M.2
PCI Express 157 (55 AJ3E Gen3 x4 (32 Gb/s))
o 1x Ultra M.2 ffiFE (M2_2) > 4% 2280 M.2 PCI Express f5fH
(B A Gen3 x4 (32 Gb/s)) $AHU (AL Raven Ridge) B¢
Gen3 x2 (16 Gb/s) ( AiCfi Athlon 2xxGE £7%1| )*
* 1% NVMe SSD 1/E A BFERGRE

L] o 1 x BRRRPAAEDERT
« 2x CPU BUREEEH (2 x 4-pin)
o 1x AlHERPESt
o 1xUSB2.0 St (4% 2 [ USB 2.0 #EER ) (IREFEML
i)
o 1x FifHERT

BIOS IAE « AMI UEFI Legal BIOS & GUI %%
o 8% TREERIA
« ACPI 5.1 FFE& MRS H EhRAR
o TR EHHRE
« 4% SMBIOS 2.3
« DRAM EREFIEE
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fEge « CPU R &IE
B « CPU JE\ /7
« CPUEFEAE (K CPU IRFE H Bh AR JE s T )
o CPU J\/5% B3 12
o PR
o EJREEPE : 412V~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Veore

B3R o Microsoft® Windows® 10 64-bit

RRE « FCC~CE
o ErP/EuP ready (ZHELfifi ErP/EuP ready ZEFLIER)

A HTLINT » TR AR » Hrb (157 BIOS FFEE ~ HEIE

B ROEIE T AL - TR G A eI S
BB AT RAEBE R - (T AR R - FIHm
B TREAAE T AT -

Mini-STX #7821 /5 88

R AT,
SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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X300M-STX

1.3 BHRERTE

EISERRE PR T 2 o EBRIEE R L - Bk TR -
BEMGRIE SRS - 32BkeA ThIRL -

o W

Short Open
1B CMOS Bk %« 1R cMOS

(FE2RHE1H

(CLRCMOS1) BrRY : THEY
( ©
ok 2) 2-pin Bk

fRIF A CLRCMOS1 VEFR CMOS HHYE L © CMOS HIFE M & A ftas e &l »
WNFRAREERS ~ B ~ FFfE BoRAER T 28 o BB IRIE R R 2 U THIEEE »
a e RARA A R Bl T B IRAR - A% Bk EREEE CLRCMOST _ERISTHAERE )
3F) o FEZEED » HHALTEIE R CMOS R FBkiRE o B IETLEHT BIOS 1L ANE
Fi cMOS » R RSB TR RM o RN TIERR CMOS B ERTRAR <

ELERR CMOS » FIFEERMIZIERFARL % BIOS S8 [EIRINEE) + B
BRIERTIER 7K REATAC R
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1.4 IREBFETRIZEE

WREEET RIZEETRBR © A DN GTRIFE TG L i R L - fGBRIEE TR
BEHAL » 8 LR X (R

B LEe S
(9-pin PANEL1)
(FE2E%E1H

ik 7)

AR LU A0S IS B
e LROREIR I - EAR A
Je AR R E R R I
HERt o (EEEIZ AR E
EE A -

HDLED+

PHRBIN ( & /Bfdz) :
BRI LA REIREZAE » 1 AT R (AR VR A B R AL AR IR A 77 2

RESET ( £ s ) ¢
BEERAT IR LA ER LT - F B e B AR BTIE H EATRLE) - 1% T Btk
#HLRIIAT ERTRAB AR

PLED ( % 3£ % LED) :

BRI ERE IR BEIE A o A IETEEIFRF » I LED G52/ o R
A S3 BEHRREERF » LED EFAEPEE o RHEA S4 HEIR/XREECRARE (S5) I » LED &
AR o

HDLED ( AT g%+ LED)
PR AR ERRERESS) LED  REREIEFEA A B RIS » LED G2

EARHTHTTEN KA & B TE I = 22 R IR LA ~ Rzl ~ i
LED ~ &% E) LED ~ Wi\ RHMEEERL o MR AR E R B IR - 75
TETE iR B SR B IEFERART o



X300M-STX

ERRGEWIV\FER
(4-pin SPEAKERI)
(FE2BE 1 H - fwsk

4)

1
| Front_L-
Front_L+

Front_R+
Front_R-

ARSI G S IS

Serial ATA3 FZHH (F%
ZHF 25 fagto

10)

SE I SATA3 JETEES ST FR IS
FELFSEE) SATA BRHERR -
B 5 A5 6.0 Gb/s & EHME

*SATA3 H2BEZ % 2.5 &~ TR

1 GND 11 N/A e
2 LVDS_TX+ 12 5V (+5V) > % 3.5 G~ RERYE
3 LVDS_TX- 13 5V (+12V)
4 GND 14 5V
5 GND 15 5V
6 LVDS_RX- 16 5V
7 LVDS_RX+ 17 N/A
8 GND 18 GND
9 GND 19 GND
10 GND 20 GND
USB 2.0 #E¢t USBI;WR HERER EE— (S - It
(9-pin USB_4_5) USB 2.0 HESHE T =45 i {8
(FEZHEE1H - Bl o
sk 1) 1
P-
USB_PWR
CPU a8 43 21 A E AT F{E 4-Pin CPU
(4-pin CPU_FANI) BE (FFERm) 8- &5
(GF2HEE1H GND Z1E5HHE 3-Pin CPU AR » 3

Az 8)

(4-pin CPU_FAN2)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(FA2HE1H -

Az 9)

BEZE Pin1-3°
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PR EEET
(2-pin CI1)

(GE2EE 15
iz 3)

1

GND
Signal

AR THAMR (1
BISHEE - PRI ERT
W - SEERATE
R R D
it

Bt

(5-pin AUDIO3)
(GE2HEE1H

% 6)

Audio-R
Audio-L
Jack defect
GND

(A= S SSEE s Ji)
H AT



X300M-STX

Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot
Ekspansi

Grafis

Bentuk dan Ukuran Mini-STX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung CPU Soket AMD AM4 (Renoir, Picasso, Raven
Ridge, hingga 65W)

Mendukung CPU hingga 65W

Desain 5 Fase Daya

AMD X300

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

2x Slot DDR4 SO-DIMM

APU seri AMD Renoir mendukung DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa buffer*
CPU seri AMD Ryzen (Raven Ridge) mendukung DDR4
2933/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa buffer*

* Lihat halaman 19 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4
SO-DIMM.

Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot SO-DIMM

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe
2230

Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri
Ryzen*

* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum

mendukung hingga 16GB.

* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori

sistem 32GB terpasang.
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Audio

LAN

1/0 Panel
Depan

Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DisplayPort 1.2 dan HDMI
Mendukung Tiga Monitor

Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
Mendukung HDCP dengan Port HDMI dan DisplayPort 1.2
Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI dan DisplayPort 1.2

Codec Audio Realtek ALC233
1 x Soket Headphone/Headset
1 x MIC-In

1 x Header Audio

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

1 x Soket Headphone/Headset

1 x Port USB 3.1 Genl Type-A (Mendukung Perlindungan ESD
(Full Spike Protection))

1 x Port USB 3.1 Genl Type-C (Mendukung Perlindungan ESD
(Full Spike Protection))

1 x Soket Input Mikrofon



X300M-STX

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

Konektor

Fitur BIOS

1 x Soket DC (Kompatibel dengan adaptor daya 19V)*

* Gunakan adaptor daya 120W untuk CPU 65W dan adaptor
daya 90W untuk CPU 35W.

1 x Port D-Sub

1 x Port HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1 x Port USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan ESD)
1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan
LED SPEED)

2 x Konektor Daya SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID
(RAID 0 dan RAID 1), NCQ, AHCI

1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), mendukung modul tipe
2280 M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)

1 x Ultra M..2 Soket (M2_2), mendukung modul tipe
2280 M.2 PCI Express hingga Generasi ke-3 x4

(32 Gb/s) (Raven Ridge) atau Generasi ke-3 x2 (16 Gb/s)
(dengan seri Athlon 2xxGE)*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

1 x Header Chassis Intrusion

2 x Konektor Kipas CPU (2 x 4-pin)

1 x Header Panel Depan

1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

1 x Header Audio

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
Mendukung “Plug and Play”

ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Mendukung jumperfree

Dukungan SMBIOS 2.3

DRAM Penyesuaian tegangan
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Monitor + Sensor Suhu CPU
Perangkat + Takometer Kipas CPU
Keras + Kipas Hening CPU (Penyesuaian otomatis kecepatan
kipas chassis berdasarkan suhu CPU)
« Kontrol Multikecepatan Kipas CPU
+ Deteksi CASE OPEN
« Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

@
<Y
=
Q
wv
i<
=3
=%
o
=4
]
08
<Y

(0] « Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi « FCC, CE
+ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk
ErP/EuP)

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

A pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi
tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas k igkinan kerusakan karena
overclocking.

Daftar Dukungan Sasis Mini-STX

SilverStone Technology Inc. VTO1S
AKasa A-STX04-A1B / A-STX04-M1B
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DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Product Name : Motherboard
Model Number : X300M-STX
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.




EU Declaration of Conformity

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
X300M-STX

(Model Designation / Trade Name)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
X EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[ EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

c € (EU conformity marking)
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